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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を有するキャリア付きプリプレグを連続的に製造する
方法であって、
　第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記繊維布よりも幅方向寸法が大きいキャ
リアを有するとともに、
　前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記繊維布よりも幅方向寸法が大きい
絶縁樹脂層を有し、
（ａ）片面側に前記絶縁樹脂層が形成された前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリア
の絶縁樹脂層側を、前記繊維布の両面側にそれぞれ重ね合わせて積層体とし、減圧条件下
で前記繊維布および加温された前記絶縁樹脂層を接合するとともに、前記繊維布の幅方向
寸法の外側領域において、前記第一の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面と、
前記第二の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面とを直接接合する工程と、
（ｂ）前記接合後に、前記絶縁樹脂の溶融温度以上の温度で加熱処理する工程と、
を有する、キャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項２】
　前記工程（ａ）において、前記積層体を両面から少なくとも１対のラミネートロールで
押圧して接合させる、請求項１に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項３】
　前記積層体の絶縁樹脂層がフィルムである、請求項２に記載のキャリア付きプリプレグ
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の製造方法。
【請求項４】
　前記（ａ）工程において、
　前記繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を前記繊維布の両面側にそれぞれ接合するとともに、
　前記繊維布の幅方向寸法の外側領域においては、前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層どうしを接合する、請求項１ないし３のいずれか一項に記載のキャリ
ア付きプリプレグの製造方法。
【請求項５】
　前記（ａ）工程は、真空ラミネート装置を用いて実施されるものである請求項１ないし
４のいずれか一項に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項６】
　前記（ａ）工程を、９．３３×１０4Ｐａ以上減圧した条件下で実施する、請求項１な
いし５いずれか一項に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項７】
　前記（ｂ）工程は、前記（ａ）工程で接合したものに実質的に圧力を作用させることな
く実施されるものである、請求項１ないし６のいずれか一項に記載のキャリア付きプリプ
レグの製造方法。
【請求項８】
　前記繊維布は、ガラス織布である請求項１ないし７のいずれか一項に記載のキャリア付
きプリプレグの製造方法。
【請求項９】
　前記第一及び／又は第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記絶縁樹脂層が形成される面
に剥離可能な処理が施されたフィルムシートを有するものである請求項１ないし８のいず
れか一項に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項１０】
　前記第一及び／又は第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、金属箔を有するものである請求
項１ないし９のいずれか一項に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項１１】
　前記絶縁樹脂層が、シアネート樹脂を含む樹脂組成物から形成される、請求項１に記載
のキャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項１２】
　前記絶縁樹脂層が、エポキシ樹脂を含む樹脂組成物から形成される、請求項１に記載の
キャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項１３】
　前記絶縁樹脂層が、フェノール樹脂を含む樹脂組成物から形成される、請求項１に記載
のキャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項１４】
　前記樹脂組成物が、さらに、フェノキシ樹脂を含む樹脂組成物から形成される、請求項
１１に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項１５】
　前記絶縁樹脂層がさらに、無機充填材を含む、請求項１ないし１４のいずれか一項に記
載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
【請求項１６】
　繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を有するキャリア付きプリプレグを連続的に製造する
方法であって、
　第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記繊維布よりも幅方向寸法が大きいキャ
リアを有するとともに、
　前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記繊維布よりも幅方向寸法が大きい
絶縁樹脂層を有するものであり、
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（ａ）片面側に前記絶縁樹脂層が形成された前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリア
の絶縁樹脂層側を、前記繊維布の両面側にそれぞれ重ね合わせて積層体とし、減圧条件下
で前記繊維布および加温された前記絶縁樹脂層を接合するとともに、前記繊維布の幅方向
寸法の外側領域において、前記第一の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面と、
前記第二の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面とを直接接合する工程と、
（ｂ）前記接合後に、前記絶縁樹脂の溶融温度以上の温度で加熱処理する工程と、
を有し、
　ここで前記絶縁樹脂層はフィルムであり、前記工程（ａ）において、積層体を少なくと
も１対のラミネートロール間に通して両面から押圧して接合させる、キャリア付きプリプ
レグの製造方法。
【請求項１７】
　請求項１ないし１６のいずれか一項に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法により
得られたものである、キャリア付きプリプレグ。
【請求項１８】
（ｃ）請求項１７に記載のキャリア付きプリプレグの少なくとも一方のキャリアを除去す
る工程と、
（ｄ）キャリア付きプリプレグのキャリアが除去された側の絶縁樹脂層を、回路加工が施
された内層回路基板に重ね合わせ、これらを成形する工程と、
を有する、多層プリント配線板の製造方法。
【請求項１９】
　前記（ｄ）工程は、キャリア付きプリプレグのキャリアが除去された側と反対側にキャ
リアを有した状態で実施されるものである請求項１８に記載の多層プリント配線板の製造
方法。
【請求項２０】
　薄型両面板を連続的に製造する方法であって、前記方法は繊維布の骨格材を含む絶縁樹
脂層を含有する薄型両面板を得る工程を含み、前記繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層は繊
維布の骨格材の両面側に第一および第二の絶縁樹脂層を含浸させることにより得られ、前
記第一および第二の絶縁樹脂層は繊維布の骨格材に含浸させる反対側にキャリアを有する
キャリア付き絶縁樹脂層であり、かつ前記繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層の厚みが５０
μｍ以下であり、
　前記第一および第二のキャリア付き絶縁樹脂層は、前記繊維布よりも幅方向寸法が大き
いキャリアを有するとともに、
　前記第一および第二のキャリア付き絶縁樹脂層は、前記繊維布よりも幅方向寸法が大き
い絶縁樹脂層を有し、
　薄型両面板を得る前記工程は、
（ａ）前記第一および第二のキャリア付き絶縁樹脂層の絶縁樹脂層側を、前記繊維布の骨
格材の両面側にそれぞれ重ね合わせて積層体とし、減圧条件下で前記繊維布および加温さ
れた前記絶縁樹脂層を接合するとともに、前記（ａ）工程が、前記繊維布の幅方向寸法の
外側領域において、前記第一の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面と、前記第
二の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面とを直接接合する工程と、
（ｂ）前記接合後に、前記繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を加熱硬化させて薄型両面板
を得る工程と、
　を含む、薄型両面板の製造方法。
【請求項２１】
　前記工程（ａ）において、前記積層体を両面から少なくとも１対のラミネートロールで
押圧して接合させる、請求項２０に記載の薄型両面板の製造方法。
【請求項２２】
　前記積層体の絶縁樹脂層がフィルムである、請求項２１に記載の薄型両面板の製造方法
。
【請求項２３】
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　前記（ａ）工程を、９．３３×１０4Ｐａ以上減圧した条件下で実施する、請求項２０
ないし２２のいずれか一項に記載の薄型両面板の製造方法。
【請求項２４】
　前記繊維布は、ガラス織布である請求項２０ないし２３のいずれか一項に記載の薄型両
面板の製造方法。
【請求項２５】
　前記繊維布の厚みが４８μｍ以下である、請求項２０ないし２４のいずれか一項に記載
の薄型両面板の製造方法。
【請求項２６】
　前記絶縁樹脂層に用いる絶縁樹脂は、熱硬化性樹脂を含む樹脂組成物で構成されている
、請求項２０ないし２５のいずれか一項に記載の薄型両面板の製造方法。
【請求項２７】
　前記樹脂組成物がエポキシ樹脂を含む、請求項２６に記載の薄型両面板の製造方法。
【請求項２８】
　前記樹脂組成物がフェノール樹脂を含む、請求項２６に記載の薄型両面板の製造方法。
【請求項２９】
　前記樹脂組成物がフェノキシ樹脂を含む、請求項２６に記載の薄型両面板の製造方法。
【請求項３０】
　前記樹脂組成物がシアネート樹脂、および／またはそのプレポリマーを含む、請求項２
６に記載の薄型両面板の製造方法。
【請求項３１】
　前記樹脂組成物がさらに無機充填材を含む、請求項２６ないし３０のいずれか一項に記
載の薄型両面板の製造方法。
【請求項３２】
　前記無機充填材がシリカである、請求項３１に記載の薄型両面板の製造方法。
【請求項３３】
　前記無機充填材の含有量が、樹脂組成物全重量に対して、３０重量％以上８０重量％以
下である、請求項３１に記載の薄型両面板の製造方法。
【請求項３４】
　前記キャリアは金属箔を有するものである、請求項２０ないし３３のいずれか一項に記
載の薄型両面板の製造方法。
【請求項３５】
　前記キャリアは絶縁樹脂層が形成される面に剥離可能な処理が施されたフィルムシート
を有するものである、請求項２０ないし３４のいずれか一項に記載の薄型両面板の製造方
法。
【請求項３６】
　前記絶縁樹脂層はフィルムであり、前記工程（ａ）において、前記積層体を少なくとも
１対のラミネートロール間を通して両面から押圧して接合させる、請求項２０に記載の薄
型両面板の製造方法。
【請求項３７】
　請求項２０ないし３６のいずれか一項に記載の薄型両面板の製造方法により得られる薄
型両面板。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の薄型両面板を有する、多層プリント配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャリア付きプリプレグの製造方法、キャリア付きプリプレグ、及び多層プ
リント配線板の製造方法に関するものである。また、本発明は、薄型両面板の製造方法、
薄型両面板、及び薄型両面板を有する多層プリント配線板の製造方法に関するものである
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。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多層プリント配線板は、高密度、高実装化と共に薄型化が求められている。
　多層プリント配線板としては、プリプレグを金属箔とともに積層して加熱加圧成形した
金属箔張積層板を回路形成して内層回路基板を製作し、その表裏側にビルドアップ材と呼
ばれる絶縁層と、導体回路層とを交互に積層していくビルドアップ方式により製造される
ものが主流となっている。
　多層プリント配線板は、そのサイズが大型であったり、微細ピッチのフリップチップな
どの半導体部品を搭載したりする場合には、実装信頼性を確保するために充分な機械的強
度を有している必要がある。このため、内層回路基板として厚みの大きいものを用いる方
法があるが、高集積・高実装化に伴う高多層化により、多層プリント配線板の全体の厚み
は増加するという問題があった。
　そこで、ビルドアップ材としてプリプレグを使用することにより、プリプレグの基材に
より機械的強度を付与することにより、内層回路基板を薄型化しつつ、実装信頼性等を確
保する工法が考案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　内層回路板にプリプレグをビルドアップする方法としては、内層回路板とプリプレグと
を積層し、これを平板プレス装置で加熱加圧して硬化成形する方法、内層回路板とプリプ
レグとをロールラミネート装置で圧着成形した後、加熱乾燥装置で硬化する方法、などが
挙げられる。
　このうち、平板プレス装置を用いる方法は、加熱加圧成形時の樹脂の流動が比較的大き
いので、プリプレグが有している絶縁層の形態が変化しやすい傾向がある。
　一方、ロールラミネート装置を用いる方法では、形成される絶縁層の厚み精度を制御で
き、所望とする絶縁層を形成しやすく、また、連続的に実施できるので生産性の面で効率
的であるという利点を有する。このため、ロールラミネート装置を用いる方法には、厚み
精度、含浸性に優れたプリプレグを用いることが有効な手段であると考えられる。
　しかし、従来のプリプレグの製造方法、例えば、通常の塗工装置を用いて、繊維布基材
を樹脂ワニスに浸漬含浸・乾燥させる方法では、塗工方向にスジ状の凹凸が発生しやすく
、厚み精度を確保することが困難であった。
　このような問題に対し、厚み精度に優れたプリプレグの製造方法として、繊維布基材の
表裏にキャリア付き絶縁樹脂をラミネートする方法（例えば、特許文献２参照。）が開示
されている。
【特許文献１】特開２００４－３４２８７１号公報
【特許文献２】特開２００４－１２３８７０号公報
【発明の開示】
【０００４】
　ところで、繊維布基材の表裏にキャリア付き絶縁樹脂をラミネートする方法によれば、
厚み精度に優れたプリプレグを得ることができる。
　しかしながら、この方法では、繊維基材に対する樹脂成分の含浸性が充分ではなく、ボ
イドが残存したプリプレグとなりやすいため、このようなプリプレグを用いて多層プリン
ト配線板を製造すると、絶縁信頼性が低下する場合があった。
　さらに、多層プリント配線板は半導体部品を搭載するパッケージ用基板等にも用いられ
るが、高密度化、薄型化技術の進歩により、ＢＧＡなどの新しいパッケージの適用が増加
し、パッケージ用基板に対しても耐熱性、低熱膨張性が要求され、このような特性を併せ
て付与できるプリプレグが要求されるようになっている。
　本発明は、このような背景に鑑み、含浸性、厚み精度に優れ、特に、ビルドアップ方式
の多層プリント配線板の製造に好適に用いられるキャリア付きプリプレグの製造方法と、
この製造方法により得られたキャリア付きプリプレグ、及び、このキャリア付きプリプレ
グを用いた多層プリント配線板の製造方法を提供するものである。また、薄型両面板の製
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造方法および薄型両面板を提供するものである。
【０００５】
　このような目的は、以下の本発明（１）～（３８）により達成される。
（１）　繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を有するキャリア付きプリプレグを連続的に製
造する方法であって、
　第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記繊維布よりも幅方向寸法が大きいキャ
リアを有するとともに、
　前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記繊維布よりも幅方向寸法が大きい
絶縁樹脂層を有し、
（ａ）片面側に前記絶縁樹脂層が形成された前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリア
の絶縁樹脂層側を、前記繊維布の両面側にそれぞれ重ね合わせて積層体とし、減圧条件下
で前記繊維布および加温された前記絶縁樹脂層を接合するとともに、前記繊維布の幅方向
寸法の外側領域において、前記第一の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面と、
前記第二の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面とを直接接合する工程と、
（ｂ）前記接合後に、前記絶縁樹脂の溶融温度以上の温度で加熱処理する工程と、
を有する、キャリア付きプリプレグの製造方法。
（２）　前記工程（ａ）において、前記積層体を両面から少なくとも１対のラミネートロ
ールで押圧して接合させる、（１）に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
（３）　前記積層体の絶縁樹脂層がフィルムである、（２）に記載のキャリア付きプリプ
レグの製造方法。
（４）　前記（ａ）工程において、
　前記繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を前記繊維布の両面側にそれぞれ接合するとともに、
　前記繊維布の幅方向寸法の外側領域においては、前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層どうしを接合する、（１）ないし（３）のいずれか一つに記載のキャ
リア付きプリプレグの製造方法。
（５）　前記（ａ）工程は、真空ラミネート装置を用いて実施されるものである（１）な
いし（４）のいずれか一つに記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
（６）　前記（ａ）工程を、９．３３×１０4Ｐａ以上減圧した条件下で実施する、（１
）ないし（５）いずれか一つに記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
（７）　前記（ｂ）工程は、前記（ａ）工程で接合したものに実質的に圧力を作用させる
ことなく実施されるものである、（１）ないし（６）のいずれか一つに記載のキャリア付
きプリプレグの製造方法。
（８）　前記繊維布は、ガラス織布である（１）ないし（７）のいずれか一つに記載のキ
ャリア付きプリプレグの製造方法。
（９）　前記第一及び／又は第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記絶縁樹脂層が形成さ
れる面に剥離可能な処理が施されたフィルムシートを有するものである（１）ないし（８
）のいずれか一つに記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
（１０）　前記第一及び／又は第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、金属箔を有するもので
ある（１）ないし（９）のいずれか一つに記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
（１１）　前記絶縁樹脂層が、シアネート樹脂を含む樹脂組成物から形成される、（１）
に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
（１２）　前記樹脂組成物が、エポキシ樹脂を含む樹脂組成物から形成される、（１）に
記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
（１３）　前記樹脂組成物が、フェノール樹脂を含む樹脂組成物から形成される、（１）
に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
（１４）　前記樹脂組成物が、さらに、フェノキシ樹脂を含む樹脂組成物から形成される
、（１１）に記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
（１５）　前記樹脂組成物がさらに、無機充填材を含む、（１）ないし（１４）のいずれ
か一つに記載のキャリア付きプリプレグの製造方法。
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（１６）　繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を有するキャリア付きプリプレグを連続的に
製造する方法であって、
　第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記繊維布よりも幅方向寸法が大きいキャ
リアを有するとともに、
　前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアは、前記繊維布よりも幅方向寸法が大きい
絶縁樹脂層を有するものであり、
（ａ）片面側に前記絶縁樹脂層が形成された前記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリア
の絶縁樹脂層側を、前記繊維布の両面側にそれぞれ重ね合わせて積層体とし、減圧条件下
で前記繊維布および加温された前記絶縁樹脂層を接合するとともに、前記繊維布の幅方向
寸法の外側領域において、前記第一の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面と、
前記第二の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面とを直接接合する工程と、
（ｂ）前記接合後に、前記絶縁樹脂の溶融温度以上の温度で加熱処理する工程と、
を有し、
　ここで前記絶縁樹脂層はフィルムであり、前記工程（ａ）において、積層体を少なくと
も１対のラミネートロール間に通して両面から押圧して接合させる、キャリア付きプリプ
レグの製造方法。
（１７）　（１）ないし（１６）のいずれか一つに記載のキャリア付きプリプレグの製造
方法により得られたものである、キャリア付きプリプレグ。
（１８）　（ｃ）（１７）に記載のキャリア付きプリプレグの少なくとも一方のキャリア
を除去する工程と、（ｄ）キャリア付きプリプレグのキャリアが除去された側の絶縁樹脂
層を、回路加工が施された内層回路基板に重ね合わせ、これらを成形する工程と、を有す
る、多層プリント配線板の製造方法。
（１９）　前記（ｄ）工程は、キャリア付きプリプレグのキャリアが除去された側と反対
側にキャリアを有した状態で実施されるものである（１８）に記載の多層プリント配線板
の製造方法。
（２０）　薄型両面板を連続的に製造する方法であって、前記方法は繊維布の骨格材を含
む絶縁樹脂層を含有する薄型両面板を得る工程を含み、前記繊維布の骨格材を含む絶縁樹
脂層は繊維布の骨格材の両面側に第一および第二の絶縁樹脂層を含浸させることにより得
られ、前記第一および第二の絶縁樹脂層は繊維布の骨格材に含浸させる反対側にキャリア
を有するキャリア付き絶縁樹脂層であり、かつ前記繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層の厚
みが５０μｍ以下であり、
　前記第一および第二のキャリア付き絶縁樹脂層は、前記繊維布よりも幅方向寸法が大き
いキャリアを有するとともに、
　前記第一および第二のキャリア付き絶縁樹脂層は、前記繊維布よりも幅方向寸法が大き
い絶縁樹脂層を有し、
　薄型両面板を得る前記工程は、
（ａ）前記第一および第二のキャリア付き絶縁樹脂層の絶縁樹脂層側を、前記繊維布の骨
格材の両面側にそれぞれ重ね合わせて積層体とし、減圧条件下で前記繊維布および加温さ
れた前記絶縁樹脂層を接合するとともに、前記（ａ）工程が、前記繊維布の幅方向寸法の
外側領域において、前記第一の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面と、前記第
二の絶縁樹脂層付きキャリアが有する絶縁樹脂層面とを直接接合する工程と、
（ｂ）前記接合後に、前記繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を加熱硬化させて薄型両面板
を得る工程と、
　を含む、薄型両面板の製造方法。
（２１）　前記工程（ａ）において、前記積層体を両面から少なくとも１対のラミネート
ロールで押圧して接合させる、（２０）に記載の薄型両面板の製造方法。
（２２）　前記積層体の絶縁樹脂層がフィルムである、（２１）に記載の薄型両面板の製
造方法。
（２３）　前記（ａ）工程を、９．３３×１０4Ｐａ以上減圧した条件下で実施する、（
２０）ないし（２２）のいずれか一つに記載の薄型両面板の製造方法。
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（２４）　前記繊維布は、ガラス織布である（２０）ないし（２３）のいずれか一つに記
載の薄型両面板の製造方法。
（２５）　前記繊維布の厚みが４８μｍ以下である、（２０）ないし（２４）のいずれか
一つに記載の薄型両面板の製造方法。
（２６）　前記絶縁樹脂層に用いる絶縁樹脂は、熱硬化性樹脂を含む樹脂組成物で構成さ
れている、（２０）ないし（２５）のいずれか一つに記載の薄型両面板の製造方法。
（２７）　前記樹脂組成物がエポキシ樹脂を含む、（２６）に記載の薄型両面板の製造方
法。
（２８）　前記樹脂組成物がフェノール樹脂を含む、（２６）に記載の薄型両面板の製造
方法。
（２９）　前記樹脂組成物がフェノキシ樹脂を含む、（２６）に記載の薄型両面板の製造
方法。
（３０）　前記樹脂組成物がシアネート樹脂、および／またはそのプレポリマーを含む、
（２６）に記載の薄型両面板の製造方法。
（３１）　前記樹脂組成物がさらに無機充填材を含む、（２６）ないし（３０）のいずれ
か一つに記載の薄型両面板の製造方法。
（３２）　前記無機充填材がシリカである、（３１）に記載の薄型両面板の製造方法。
（３３）　前記無機充填材の含有量が、樹脂組成物全重量に対して、３０重量％以上８０
重量％以下である、（３１）に記載の薄型両面板の製造方法。
（３４）　前記キャリアは金属箔を有するものである、（２０）ないし（３３）のいずれ
か一つに記載の薄型両面板の製造方法。
（３５）　前記キャリアは絶縁樹脂層が形成される面に剥離可能な処理が施されたフィル
ムシートを有するものである、（２０）ないし（３４）のいずれか一つに記載の薄型両面
板の製造方法。
（３６）　前記絶縁樹脂層はフィルムであり、前記工程（ａ）において、前記積層体を少
なくとも１対のラミネートロール間を通して両面から押圧して接合させる、（２０）に記
載の薄型両面板の製造方法。
（３７）　（２０）ないし（３６）のいずれか一つに記載の薄型両面板の製造方法により
得られる薄型両面板。
（３８）　（３７）に記載の薄型両面板を有する、多層プリント配線板。
【０００６】
　本発明によれば、含浸性と厚み精度に優れたキャリア付きプリプレグを簡易に製造する
ことができる。本発明のキャリア付きプリプレグは、高密度化、高多層化を要求される多
層プリント配線板の製造に好適に用いられるものである。
【０００７】
　また、本発明によれば、薄型両面板を製造することもできる。本発明の薄型両面板は、
高密度化、高多層化、または薄型化を要求される多層プリント配線板の製造に好適に用い
られるものである。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形
態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
【０００９】
【図１】本発明の製造方法に用いられるキャリア、絶縁樹脂層付きキャリア、及び、繊維
布について、各々の位置関係を示す概略図である。
【図２】本発明の製造方法に用いられる、キャリア、絶縁樹脂層、及び、繊維布について
、各々の幅方向寸法の形態例を示す概略図である。
【図３】キャリア付きプリプレグの製造方法に用いられる、キャリア、絶縁樹脂層、及び
、繊維布について、各々の幅方向寸法の形態例を示す概略図である。
【図４】キャリア付きプリプレグの製造方法に用いられる、キャリア、絶縁樹脂層、及び
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、繊維布について、各々の幅方向寸法の形態例を示す概略図である。
【図５】（１）本発明の製造方法に用いられる、絶縁樹脂層付きキャリアを製造する装置
形態の一例を示す概略側断面図であり、（２）本発明の製造方法に用いられる、キャリア
付きプリプレグを製造する装置形態の一例を示す概略側断面図である。
【図６】実験例Ａ５および実験例Ｂ９において用いられる装置の概略側断面図である。
【図７】本発明の薄型両面板の製造方法に用いられる、キャリア、絶縁樹脂層、及び、繊
維布について、各々の幅方向寸法の形態例を示す概略図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に、本発明のキャリア付きプリプレグの製造方法、キャリア付きプリプレグ、なら
びに、多層プリント配線板の製造方法について詳細に説明する。
【００１１】
　本発明に係るキャリア付きプリプレグの製造方法は、
　繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を有するキャリア付きプリプレグを連続的に製造する
方法であって、
（ａ）片面側に絶縁樹脂層が形成された第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹
脂層側を、繊維布の両面側にそれぞれ重ね合わせ、減圧条件下でこれらを接合する工程と
、
（ｂ）上記接合後に、上記絶縁樹脂の溶融温度以上の温度で加熱処理する工程と、
を有することを特徴とするものである。
【００１２】
　まず、上記（ａ）工程について説明する。
　上記（ａ）工程においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布とを重ね
合わせ、減圧条件下でこれらを接合する。
　これにより、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層と繊維布とを接合する際に、繊維布
の内部、あるいは、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層と繊維布との接合部位に非充填
部分が存在しても、これを減圧ボイドあるいは実質的な真空ボイドとすることができる。
　この減圧条件としては、常圧より９．３３×１０4Ｐａ以上減圧した条件下で実施する
ことが好ましい。さらに好ましくは、常圧より９．８７×１０4Ｐａ以上減圧した条件下
である。これにより、上記効果を高く発現させることができる。
【００１３】
　第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布とを接合する方法としては特に限定さ
れないが、例えば、繊維布と絶縁樹脂層付きキャリアとを連続的に供給して重ね合わせな
がら接合する方法が挙げられる。
　また、減圧条件下で接合する手法としては特に限定されないが、例えば、真空ラミネー
ト装置、真空ボックス装置などを用いることができる。
　これらの中でも、真空ラミネート装置を用いて、繊維布と絶縁樹脂層付きキャリアとを
連続的に重ね合わせながら接合する方法が好ましい。これにより、連続的な処理ができ、
簡易な装置で効率的にキャリア付きプリプレグを製造することができる。
【００１４】
　例えば、接合は、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアと樹脂を含浸させていない繊
維布とを重ね合わせて積層体とし、該積層体を両面から少なくとも１対のラミネートロー
ル間を通して両面から押圧しながら接合させることが好ましい。かかる方法を用いること
により、絶縁樹脂層の繊維布への十分な含浸が達成できる。
【００１５】
　また、好ましい態様において、ロールを用いた押圧および接合を容易にするという観点
から、絶縁樹脂層はフィルムであることが好ましい。フィルムとすることで、ロールを用
いた押圧および接合が容易になる。
【００１６】
　上記（ａ）工程において、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側と繊維布とを接合す
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る際には、絶縁樹脂層が溶融可能な温度に加温することが好ましい。これにより、繊維布
と絶縁樹脂層とを容易に接合することができる。また、絶縁樹脂層の少なくとも一部が溶
融して繊維布内部に含浸することにより、含浸性の良好なキャリア付きプリプレグを得や
すくなる。
　ここで加温する方法としては特に限定されないが、例えば、接合する際に所定温度に加
熱したラミネートロールを用いる方法などを好適に用いることができる。
　ここで加温する温度としては、絶縁樹脂層を形成する樹脂の種類や配合により異なるた
め特に限定されないが、一例を挙げると、６０～１００℃で実施することができる。
【００１７】
　上記（ａ）工程で用いられる絶縁樹脂層付きキャリアについて説明する。
　図１（２）は、本発明で用いられる絶縁樹脂層付きキャリア３を例示したものである。
　絶縁樹脂層付きキャリア３は、キャリア１の片面側に、絶縁樹脂層２が薄層状に形成さ
れたものである。絶縁樹脂層２は、幅方向寸法８を有し、キャリア１の片面側に所定厚み
で形成することができる。ここで、幅方向寸法８とは、キャリア１の搬送方向と直交方向
における絶縁樹脂層２の寸法を指す。
【００１８】
　上記絶縁樹脂層付きキャリアに用いられるキャリアについて説明する。
　図１（１）は、本発明で用いられる絶縁樹脂層付きキャリア３に適用されるキャリア１
を例示したものである。
　キャリア１は、矢印６側に連続的に搬送して供給することができ、幅方向寸法７を有し
ている。ここで、幅方向寸法７とは、キャリア１の搬送方向と直交方向における寸法を指
す。
　このようなキャリア１としては、例えば、長尺状のシート形態のものを好適に用いるこ
とができる。
【００１９】
　上記キャリアの材質としては特に限定されないが、例えば、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリエチレン、ポリイミドなどの熱可塑性樹脂から形成される熱可塑性樹脂フィルム
シート、あるいは、銅または銅合金、アルミまたはアルミ合金、銀または銀合金のような
金属から形成される金属箔を好適に用いることができる。
　これらの中でも、熱可塑性樹脂フィルムシートを形成する熱可塑性樹脂としては、耐熱
性に優れ、安価であることから、ポリエチレンテレフタレートが好ましい。
　また、金属箔を形成する金属としては、導電性に優れ、エッチングによる回路形成が容
易であり、また安価であることから銅または銅合金が好ましい。
【００２０】
　上記キャリアとして熱可塑性樹脂フィルムシートを用いる場合は、絶縁樹脂層が形成さ
れる面に剥離可能な処理が施されたものであることが好ましい。これにより、多層プリン
ト配線板の製造時または製造後に、絶縁樹脂層とキャリアとを容易に分離することができ
る。
【００２１】
　この熱可塑性樹脂フィルムシートの厚みとしては、一例を挙げると、２５～７５μｍで
あるものを用いることができる。この場合、絶縁樹脂層付きキャリアを製造する際の作業
性を良好なものとすることができる。
　熱可塑性樹脂フィルムシートの厚みが小さすぎると、絶縁樹脂層付きキャリアを製造す
る際に機械的強度が充分でないことがある。また、厚みが大きすぎると、絶縁樹脂層付き
キャリアの製造に際しては問題ないが、絶縁樹脂層付きキャリアの生産性が低下すること
がある。
【００２２】
　上記キャリアとして金属箔を用いる場合は、絶縁樹脂層が形成される面に剥離可能な処
理が施されたものを用いてもよいし、このような処理が施されていないか、絶縁樹脂層と
の密着性を向上させる処理が施されたものを用いることもできる。
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【００２３】
　上記キャリアとして、絶縁樹脂層が形成される面に剥離可能な処理が施された金属箔を
用いた場合は、上記熱可塑性樹脂フィルムシートを用いた場合と同様の効果を発現させる
ことができる。
　この金属箔の厚みとしては、一例を挙げると、１～７０μｍであるものを用いることが
できる。これにより、絶縁樹脂層付きキャリアを製造する際の作業性を良好なものとする
ことができる。
　金属箔の厚みが小さすぎると、絶縁樹脂層付きキャリアを製造する際に機械的強度が充
分でないことがある。また、厚みが大きすぎると、絶縁樹脂層付きキャリアの製造に際し
ては問題ないが、生産性が低下することがある。
【００２４】
　なお、上記キャリアとして熱可塑性樹脂フィルムシート、あるいは、絶縁樹脂層が形成
される面に剥離可能な処理が施された金属箔を用いる場合、絶縁樹脂層が形成される側の
キャリア表面の凹凸は、極力小さいものであることが好ましい。これにより、多層プリン
ト配線板を製造した場合に、絶縁層の表面平滑性を高めることができるので、絶縁層表面
を粗化処理した後に金属メッキ等により新たな導体層を形成する際に、微細な回路をより
容易に加工形成することができる。
【００２５】
　一方、上記キャリアとして、剥離可能な処理が施されていないか、絶縁樹脂層との密着
性を向上させる処理が施された金属箔を用いる場合は、多層プリント配線板の製造時に、
この金属箔を回路形成のための導体層としてそのまま用いることができる。
　このとき、絶縁樹脂層が形成される側のキャリア表面の凹凸としては、一例を挙げると
、Ｒａ：０．１～０．５μｍであるものを用いることができる。この場合は、絶縁層と金
属箔との密着性を充分に確保できるとともに、この金属箔をエッチング処理等行うことに
より、微細な回路を容易に加工形成することができる。
　また、この金属箔の厚みとしては、一例を挙げると、１～３５μｍであるものを好適に
用いることができる。この金属箔の厚みが小さすぎると、絶縁樹脂層付きキャリアを製造
する際に機械的強度が充分でないことがある。また、厚みが大きすぎると、微細な回路を
加工形成し難くなることがある。
　この金属箔は、キャリア付きプリプレグを製造するのに用いる絶縁樹脂層付きキャリア
のうちの一方のキャリアに用いて、キャリア付きプリプレグを製造することができる。
　なお、この用途で用いる金属箔としては、１つの層から形成される金属箔を用いること
もできるし、金属箔どうしが剥離可能な２つ以上の層から構成される金属箔を用いること
もできる。例えば、絶縁層に密着させる側の第１の金属箔と、絶縁層に密着させる側と反
対側に第１の金属箔を支持できるような第２の金属箔とを、剥離可能に接合した２層構造
の金属箔を用いることができる。
【００２６】
　次に、上記絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層を形成する絶縁樹脂材料について説明
する。
　絶縁樹脂層の形成に用いられる絶縁樹脂材料としては特に限定されないが、例えば、エ
ポキシ樹脂、フェノール樹脂、シアネート樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジシクロペン
タジエン樹脂などの熱硬化性樹脂を好適に用いることができる。上記絶縁樹脂材料は特に
、シアネート樹脂を含むものであることが好ましい。シアネート樹脂を用いることにより
得られたキャリア付きプリプレグは、耐熱性と低熱膨張性を良好なものとすることができ
る。
　このほか、必要に応じて、硬化剤、硬化促進剤、熱可塑性樹脂、無機充填材、有機充填
材、カップリング剤などの添加剤を適宜配合することができる。
　本発明で用いられる絶縁樹脂は、上記成分を有機溶剤等により溶解及び／又は分散させ
た液状形態で好適に用いることができる。
【００２７】
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　このシアネート樹脂としては、例えば、ハロゲン化シアン化合物とフェノール類とを反
応させたものや、これを加熱等の方法でプレポリマー化したもの等を用いることができる
。
　その具体的な形態としては、例えば、ノボラック型シアネート樹脂、ビスフェノールＡ
型シアネート樹脂、ビスフェノールＥ型シアネート樹脂、テトラメチルビスフェノールＦ
型シアネート樹脂等のビスフェノール型シアネート樹脂等を挙げることができる。
　これらのシアネート樹脂の中でも、ノボラック型シアネート樹脂を用いると、架橋密度
の増加により耐熱性をさらに向上させることができるとともに、キャリア付きプリプレグ
の骨格材である繊維布基材として薄いものを用いた場合でも、キャリア付きプリプレグの
硬化物（以下、単に「硬化物」と呼称することがある）に優れた剛性を付与でき、特に加
熱時における剛性を高めることができる。
　そして例えば、このキャリア付きプリプレグを、半導体部品を実装したパッケージ基板
に適用した場合には、その接続信頼性を向上させることができる。
　また、ノボラック型シアネート樹脂を用いることにより、硬化物の難燃性を高めること
ができる。ノボラック型シアネート樹脂は、その構造上ベンゼン環の割合が高く、炭化し
やすいためと考えられる。
【００２８】
　上記ノボラック型シアネート樹脂としては、例えば、下記一般式（Ｉ）で示されるもの
を使用することができる。
【００２９】
（化１）

【００３０】
　上記一般式（Ｉ）で示されるノボラック型シアネート樹脂の繰り返し単位ｎとしては、
例えば、１～１０であるものを用いることができ、２～７であるものを特に好適に用いる
ことができる。
　これにより、ノボラック型シアネート樹脂の取り扱い性や、硬化物の架橋密度を良好な
ものとして、これらの特性のバランスに優れたものとすることができる。
　上記ｎ数が小さすぎると、結晶化しやすくなって、汎用溶媒に対する溶解性が小さくな
り取り扱い性が低下することがある。一方、上記ｎ数が大きすぎると、硬化物の架橋密度
が過剰に高くなり、耐水性の低下や、硬化物が脆くなる等の現象を生じることがある。
【００３１】
　上記シアネート樹脂の分子量としては、例えば、重量平均分子量（Ｍｗ）で５００～４
，５００であるものを用いることができ、６００～３，０００であるものを特に好適に用
いることができる。
　これにより、キャリア付きプリプレグを作製した場合の取り扱い性や、多層プリント配
線板の製造時の成形性、層間ピール強度などを良好なものとして、これらの特性のバラン
スに優れたものとすることができる。
　上記Ｍｗが小さすぎると、キャリア付きプリプレグを作製した場合にタック性を生じて
、取り扱い性が低下することがある。一方、上記Ｍｗが大きすぎると、反応が速くなり、
多層プリント配線板の製造時に成形不良を生じたり、層間ピール強度が低下したりするこ
とがある。
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　上記シアネート樹脂としては、好ましくはＭｗが上記範囲内であるものを１種用いるこ
ともできるし、Ｍｗが異なる２種以上を併用することもできる。
　なお、上記シアネート樹脂のＭｗは、例えば、ＧＰＣ（ゲルパーミエーションクロマト
グラフィー）で測定することができる。
【００３２】
　上記シアネート樹脂の含有量は、樹脂組成物全体に対して、５～５０重量％であること
が好ましく、特に１０～４０重量％であることが好ましい。
　これにより、絶縁樹脂層付きキャリアの樹脂層を容易に形成することができるとともに
、硬化物の機械的強度を良好なものとして、これらの特性のバランスに優れたものとする
ことができる。
　シアネート樹脂の含有量が少なすぎると、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層を形成
するのが難しくなることがある。一方、シアネート樹脂の含有量が多すぎると、硬化物の
機械的強度が充分でないことがある。
【００３３】
　樹脂組成物には、エポキシ樹脂（実質的にハロゲン原子を含まない）を用いることもで
きる。
　エポキシ樹脂としては、例えば、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノ
ボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノール型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、
アリールアルキレン型エポキシ樹脂等が挙げられる。
　これらの中でも、アリールアルキレン型エポキシ樹脂が好ましい。これにより、硬化物
の吸湿半田耐熱性を向上させることができる。
【００３４】
　ここで、アリールアルキレン型エポキシ樹脂とは、繰り返し単位中に一つ以上のアリー
ルアルキレン基を有するエポキシ樹脂を指し、例えば、キシリレン型エポキシ樹脂、ビフ
ェニルジメチレン型エポキシ樹脂等が挙げられる。
　これらの中でも、ビフェニルジメチレン型エポキシ樹脂が好ましい。ビフェニルジメチ
レン型エポキシ樹脂は、例えば下記一般式（ＩＩ）で示すことができる。
【００３５】
（化２）

【００３６】
　上記一般式（ＩＩ）で示されるビフェニルジメチレン型エポキシ樹脂の繰り返し単位ｎ
としては、例えば、１～１０であるものを用いることができ、２～５であるものを特に好
適に用いることができる。
　これにより、ビフェニルジメチレン型エポキシ樹脂の取り扱い性や、多層プリント配線
板を製造する際の成形性を良好なものとして、これらの特性のバランスに優れたものとす
ることができる。
　上記ｎ数が小さすぎると、結晶化しやすくなるため、汎用溶媒に対する溶解性が小さく
なって取り扱い性が低下することがある。一方、上記ｎ数が大きすぎると、流動性が低下
するため、キャリア付きプリプレグを用いて多層プリント配線板を製造する際に成形不良
の原因となることがある。
【００３７】
　上記エポキシ樹脂の含有量としては、例えば、樹脂組成物全体に対して１～５５重量％
とすることができ、特に、２～４０重量％とすることが好ましい。
　また、エポキシ樹脂をシアネート樹脂とともに用いた場合、上記含有量により、シアネ
ート樹脂の反応性や、硬化物の諸特性を良好なものとして、これらの特性のバランスに優
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れたものとすることができる。エポキシ樹脂の含有量が少なすぎると、シアネート樹脂の
反応性が低下したり、硬化物の耐湿性が低下したりすることがある。一方、エポキシ樹脂
の含有量が多すぎると、硬化物の耐熱性が充分でないことがある。
【００３８】
　上記エポキシ樹脂の分子量としては、例えば、重量平均分子量（Ｍｗ）で５００～２０
，０００であるものを用いることができ、８００～１５，０００であるものを特に好適に
用いることができる。
　これにより、キャリア付きプリプレグを作製した場合の取り扱い性や、繊維布基材への
含浸性を良好なものとして、これらの特性のバランスに優れたものとすることができる。
　上記Ｍｗが小さすぎると、キャリア付きプリプレグを作製した場合にタック性を生じて
、取り扱い性が低下することがある。一方、上記Ｍｗが大きすぎると、繊維布基材への含
浸性が低下することがある。
　上記エポキシ樹脂としては、好ましくはＭｗが上記範囲内であるものを１種用いること
もできるし、Ｍｗが異なる２種以上を併用することもできる。
　なお、上記エポキシ樹脂のＭｗは、例えば、ＧＰＣで測定することができる。
【００３９】
　樹脂組成物には、フェノール樹脂を用いることもできる。
　フェノール樹脂としては、例えば、ノボラック型フェノール樹脂、レゾール型フェノー
ル樹脂、アリールアルキレン型フェノール樹脂等が挙げられる。
　これらの中でも、アリールアルキレン型フェノール樹脂が好ましい。これにより、硬化
物の吸湿半田耐熱性をさらに向上させることができる。
【００４０】
　上記アリールアルキレン型フェノール樹脂としては、例えば、キシリレン型フェノール
樹脂、ビフェニルジメチレン型フェノール樹脂等が挙げられる。
　これらの中でも、ビフェニルジメチレン型フェノール樹脂が好ましい。ビフェニルジメ
チレン型フェノール樹脂は、例えば下記一般式（ＩＩＩ）で示すことができる。
【００４１】
（化３）

【００４２】
　上記一般式（ＩＩＩ）で示されるビフェニルジメチレン型フェノール樹脂の繰り返し単
位ｎとしては、例えば、１～１２であるものを用いることができ、２～８であるものを特
に好適に用いることができる。
　これにより、他の樹脂成分との相溶性や、硬化物の耐熱性を良好なものとして、これら
の特性のバランスに優れたものとすることができる。
　上記ｎ数が小さすぎると、硬化物の耐熱性が低下することがある。一方、上記ｎ数が大
きすぎると、他の樹脂成分との相溶性が低下し、作業性が低下することがある。
【００４３】
　上記フェノール樹脂の含有量としては、例えば、樹脂組成物全体に対して１～５５重量
％とすることができ、特に、５～４０重量％とすることが好ましい。
　これにより、硬化物の耐熱性や低熱膨張性を良好なものとして、これらの特性のバラン
スに優れたものとすることができる。
　フェノール樹脂の含有量が少なすぎると、硬化物の耐熱性が低下することがある。一方
、フェノール樹脂の含有量が多すぎると、硬化物の低熱膨張の特性が充分ではなくなるこ
とがある。
【００４４】
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　上記フェノール樹脂の分子量としては、例えば、重量平均分子量（Ｍｗ）で４００～１
８，０００であるものを用いることができ、５００～１５，０００であるものを特に好適
に用いることができる。
　これにより、キャリア付きプリプレグを作製した場合の取り扱い性や、繊維布基材への
含浸性を良好なものとして、これらの特性のバランスに優れたものとすることができる。
　上記Ｍｗが小さすぎると、キャリア付きプリプレグを作製した場合にタック性を生じて
、取り扱い性が低下することがある。一方、上記Ｍｗが大きすぎると、繊維布基材への含
浸性が低下することがある。
　上記フェノール樹脂としては、好ましくはＭｗが上記範囲内であるものを１種用いるこ
ともできるし、Ｍｗが異なる２種以上を併用することもできる。
　なお、上記フェノール樹脂のＭｗは、例えば、ＧＰＣで測定することができる。
【００４５】
　樹脂組成物には、上記シアネート樹脂、特に、ノボラック型シアネート樹脂とともに、
あるいは、上記シアネート樹脂、特に、ノボラック型シアネート樹脂と、エポキシ樹脂と
ともに、フェノキシ樹脂を用いることができる。
　これにより、絶縁樹脂層付きキャリアを製造する際の製膜性を向上させることができる
。
【００４６】
　上記フェノキシ樹脂としては、例えば、ビスフェノール骨格を有するフェノキシ樹脂、
ノボラック骨格を有するフェノキシ樹脂、ナフタレン骨格を有するフェノキシ樹脂、ビフ
ェニル骨格を有するフェノキシ樹脂等が挙げられる。また、これらの骨格を複数種有した
構造を有するフェノキシ樹脂を用いることもできる。
　これらの中でも、ビフェニル骨格と、ビスフェノールＳ骨格とを有するものを用いるこ
とができる。これにより、ビフェニル骨格が有する剛直性によりガラス転移温度を高くす
ることができるとともに、ビスフェノールＳ骨格により、多層プリント配線板を製造する
際のメッキ金属の付着性を向上させることができる。
　また、ビスフェノールＡ骨格とビスフェノールＦ骨格とを有するものを用いることがで
きる。これにより、多層プリント配線板の製造時に内層回路基板への密着性を向上させる
ことができる。
【００４７】
　また、上記ビフェニル骨格とビスフェノールＳ骨格とを有するものと、ビスフェノール
Ａ骨格とビスフェノールＦ骨格とを有するものとを、併用することができる。これにより
、これらの特性をバランスよく発現させることができる。
　上記ビスフェノールＡ骨格とビスフェノールＦ骨格とを有するもの（１）と、上記ビフ
ェニル骨格とビスフェノールＳ骨格とを有するもの（２）とを併用する場合、その併用比
率としては特に限定されないが、例えば、（１）：（２）＝２：８～９：１とすることが
できる。
【００４８】
　フェノキシ樹脂の分子量としては特に限定されないが、重量平均分子量が５０００～７
００００であるものを用いることができる。
　これにより、絶縁樹脂層付きキャリアを製造する際の製膜性を向上させる効果を充分に
発現させることができるとともに、樹脂組成物を調製する際のフェノキシ樹脂の溶解性を
も良好なものとすることができ、これらの特性のバランスに優れたものとすることができ
る。
　フェノキシ樹脂の重量平均分子量が小さすぎると、フェノキシ樹脂により製膜性を向上
させる効果が充分でないことがある。一方、重量平均分子量が大きすぎると、樹脂組成物
中におけるフェノキシ樹脂の溶解性が低下する場合がある。
【００４９】
　フェノキシ樹脂の含有量としては、例えば、樹脂組成物全体の１～４０重量％とするこ
とができ、特に、５～３０重量％とすることが好ましい。
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　これにより、絶縁樹脂層付きキャリアを製造する際の製膜性を向上させる効果を充分に
発現させることができるとともに、低熱膨張性を付与することができ、これらの特性のバ
ランスに優れたものとすることができる。
　フェノキシ樹脂の含有量が小さすぎると、フェノキシ樹脂により製膜性を向上させる効
果が充分でないことがある。一方、含有量が大きすぎると、相対的にシアネート樹脂の含
有量が少なくなるため、低熱膨張性を付与する効果が低下する場合がある
【００５０】
　上記樹脂組成物は単独で用いてよいし、２種以上組み合わせて用いてもよい。上述した
シアネート樹脂（特にノボラック型シアネート樹脂）と、上記フェノール樹脂（アリール
アルキレン型フェノール樹脂、特にビフェニルジメチレン型フェノール樹脂）とを組み合
わせて用いた場合、樹脂成分の架橋密度を制御することができ、また、本発明のキャリア
付きプリプレグを用いて多層プリント配線板を製造する場合に、絶縁層と導体金属との密
着性を向上させることができる。
　さらに、上述したシアネート樹脂（特にノボラック型シアネート樹脂）と、上記エポキ
シ樹脂（アリールアルキレン型エポキシ樹脂、特にビフェニルジメチレン型エポキシ樹脂
）と、上記フェノール樹脂（アリールアルキレン型フェノール樹脂、特にビフェニルジメ
チレン型フェノール樹脂）とを組み合わせて用いた場合、上記効果に加えて、多層プリン
ト配線板の寸法安定性を特に向上させることができる。
【００５１】
　また、上述したシアネート樹脂（特にノボラック型シアネート樹脂）と、上記エポキシ
樹脂（アリールアルキレン型エポキシ樹脂、特にビフェニルジメチレン型エポキシ樹脂）
と、フェノキシ樹脂（特にビフェニル骨格と、ビスフェノールＳ骨格とを有するフェノキ
シ樹脂）とを組み合わせて用いることにより、上記効果に加えて、ガラス転移温度を高く
することができるとともに、絶縁樹脂層付きキャリアを製造する際の製膜性を向上させ、
取り扱い性を良好なものとすることができる。
【００５２】
　樹脂組成物には、以上に説明した樹脂成分のほか、無機充填材を含有することができる
。
　これにより、薄い繊維布を用いた厚みの小さいキャリア付きプリプレグに適用した場合
でも、硬化物の機械的強度を優れたものとできるとともに、低熱膨張化をさらに向上させ
ることもできる。
【００５３】
　上記無機充填材としては例えば、タルク、アルミナ、ガラス、シリカ、マイカ等を挙げ
ることができる。
　これらの中でも、シリカが好ましく、溶融シリカが低熱膨張性に優れる点で好ましい。
　溶融シリカの形状としては例えば、破砕形状、球状等があるが、特に、球状の溶融シリ
カを用いると、樹脂組成物の溶融粘度を低くすることができるので、繊維布基材への含浸
性を向上させることができる。
【００５４】
　上記無機充填材の平均粒子径としては、例えば、０．０１～５．０μｍであるものを用
いることができ、特に、０．２～２．０μｍであるものを好適に用いることができる。
　これにより、液状樹脂組成物を調製する際の作業性を良好なものとすることができる。
　上記平均粒子径が小さすぎると、樹脂組成物を有機溶剤等により溶解及び／又は分散さ
せた液状樹脂組成物を調製する際に、その粘度が高くなって作業性に影響を与えることが
ある。一方、上記平均粒子径が大きすぎると、液状樹脂組成物中で無機充填材の沈降が起
こることがある。
　上記無機充填剤としては、好ましくは平均粒子径が上記範囲内であるものを１種用いる
こともできるし、平均粒子径が異なる２種以上を併用することもできる。
　この平均粒子径は、例えば、粒度分布測定装置（ＨＯＲＩＢＡ社製・「ＬＡ－５００」
）により測定することができる。
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【００５５】
　上記無機充填材としては、平均粒子径が０．０１～５．０μｍである球状の溶融シリカ
、特に、平均粒子径が０．２～２．０μｍである球状の溶融シリカを用いることが好まし
い。
　これにより、樹脂組成物中の無機充填剤の高充填性を向上させることができる。
【００５６】
　上記無機充填材の含有量としては、例えば、樹脂組成物全体に対して、３０～８０重量
％とすることができ、４０～７０重量％とすることが好ましい。
　これにより、無機充填材の配合による上記効果、特に、低熱膨張性を高めることができ
る。そして、硬化物の吸水性を小さなものとすることができるので、吸湿半田耐熱性を向
上させることができる。
【００５７】
　本発明において用いられる樹脂組成物においては、特に、上記無機充填材を含有する場
合、カップリング剤を配合することが好ましい。
　このカップリング剤は、シアネート樹脂などの樹脂成分と、無機充填材との界面の濡れ
性を向上させることができるので、繊維布に対して樹脂成分及び無機充填材を均一に定着
させ、硬化物の耐熱性、特に吸湿後の半田耐熱性を高めることができる。
　上記カップリング剤としては、通常用いられるものであれば何でも使用できるが、例え
ば、エポキシシランカップリング剤、チタネート系カップリング剤、アミノシランカップ
リング剤、及び、シリコーンオイル型カップリング剤の中から選ばれる１種以上のカップ
リング剤を使用することが好ましい。これにより、上記濡れ性を高くすることができ、硬
化物の耐熱性をより向上させることできる。
【００５８】
　カップリング剤を用いる場合、その含有量としては、例えば、上記無機充填材１００重
量部に対して、０．０５～３重量部とすることができ、特に、０．１～２重量部とするこ
とが好ましい。
　これにより、無機充填材を被覆することによる作用効果を充分に発現できるとともに、
硬化物特性を良好なものとすることができ、これらの特性のバランスに優れたものとする
ことができる。
　カップリング剤の含有量が少なすぎると、無機充填材を被覆する作用が充分でないこと
がある。一方、カップリング剤の含有量が大きすぎると、樹脂成分の反応に影響を与え、
硬化物の機械的強度が低下することがある。
【００５９】
　本発明で用いられる樹脂組成物には、このほか、必要に応じて硬化促進剤を用いること
ができる。
　硬化促進剤としては公知のものを用いることができるが、例えば、ナフテン酸亜鉛、ナ
フテン酸コバルト、オクチル酸スズ、オクチル酸コバルト、ビスアセチルアセトナートコ
バルト（ＩＩ）、トリスアセチルアセトナートコバルト（ＩＩＩ）等の有機金属塩、トリ
エチルアミン、トリブチルアミン、ジアザビシクロ［２，２，２］オクタン等の３級アミ
ン類、２－フェニル－４－メチルイミダゾール、２－フェニル－４－メチル－５－ヒドロ
キシメチルイミダゾール、２－フェニル－４，５－ジヒドロキシメチルイミダゾール、２
，４－ジアミノ－６－〔２'－メチルイミダゾリル－（１'）〕－エチル－ｓ－トリアジン
、２，４－ジアミノ－６－（２'－ウンデシルイミダゾリル）－エチル－ｓ－トリアジン
、２，４－ジアミノ－６－〔２'－エチル－４－メチルイミダゾリル－（１'）〕－エチル
－ｓ－トリアジン、１－ベンジル－２－フェニルイミダゾール等のイミダゾール類、フェ
ノール、ビスフェノールＡ、ノニルフェノール等のフェノール化合物、酢酸、安息香酸、
サリチル酸、パラトルエンスルホン酸等の有機酸等、またはこの混合物が挙げられる。
　これらの中でも、樹脂組成物として、シアネート樹脂と、エポキシ樹脂と、フェノキシ
樹脂とを含有するものを用いた場合には、硬化促進剤として、イミダゾール化合物を好適
に用いることができる。これにより、樹脂組成物の絶縁性を低下させることなく、シアネ
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ート樹脂やエポキシ樹脂の反応を促進することができる。
　イミダゾール化合物としては、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、ヒドロキシアル
キル基、及び、シアノアルキル基の中から選ばれる官能基を２個以上有しているイミダゾ
ール化合物が好ましく、特に２－フェニル－４，５－ジヒドロキシメチルイミダゾールが
好ましい。このようなイミダゾール化合物の使用により、樹脂組成物の耐熱性を向上させ
ることができるとともに、多層プリント配線板に低熱膨張性、低吸水性を付与することが
できる。
【００６０】
　上記硬化促進剤を用いる場合、その配合量としては、例えば、樹脂組成物全体に対して
０．０５～５重量％とすることができ、特に、０．２～２重量％とすることが好ましい。
　これにより、樹脂組成物の硬化を促進できるとともに、キャリア付きプリプレグの保存
性を良好なものとすることができ、これらの特性のバランスに優れたものとすることがで
きる。
　硬化促進剤の含有量が少なすぎると、硬化促進する効果が充分に発現しないことがある
。一方、硬化促進剤の含有量が多すぎると、キャリア付きプリプレグの保存性が低下する
場合がある。
【００６１】
　本発明で用いられる樹脂組成物には、このほか、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹
脂、ポリフェニレンオキサイド樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂等の熱可塑性樹脂を併用
することもできる。
　また、必要に応じて、顔料、酸化防止剤等の上記成分以外の添加物を添加することもで
きる。
【００６２】
　本発明においては、上記成分からなる樹脂組成物を、有機溶剤等により溶解及び／又は
分散させた液状樹脂組成物の形態として用いることができる。これにより、絶縁樹脂層付
きキャリアの絶縁樹脂層を簡易に形成することができる。
【００６３】
　次に、上記絶縁樹脂層付きキャリアについて説明する。
　本発明で用いられる絶縁樹脂層付きキャリアは、上記キャリアの片面側に、上記絶縁樹
脂材料から形成された絶縁樹脂層を有するものである。その調製方法としては特に限定さ
れないが、一例を挙げると、コンマコーター、ナイフコーターなど各種コーター装置を用
いて、液状の絶縁樹脂をキャリアに塗工する方法、噴霧ノズルなどの各種スプレー装置を
用いて、液状の絶縁樹脂をキャリアに塗工する方法、などが挙げられる。
　これらの中でも、各種コーター装置を用いて、液状の絶縁樹脂をキャリアに塗工する方
法が好ましい。これにより、簡易な装置で厚み精度に優れた絶縁樹脂層を形成することが
できる。
【００６４】
　絶縁樹脂層付きキャリアを製造する際には、キャリアに液状の絶縁樹脂を塗工後、必要
に応じて、常温または加温下で乾燥させることができる。
　これにより、液状の絶縁樹脂を調製する際に有機溶媒や分散媒体などを用いた場合は、
これらを実質的に除去して、絶縁樹脂層表面のタック性をなくし、取り扱い性に優れた絶
縁樹脂層付きキャリアとすることができる。
　また、絶縁樹脂の硬化反応を中途まで進め、（ａ）工程、あるいは、後述する（ｂ）工
程における絶縁樹脂の流動性を調整することもできる。
　上記加温下で乾燥させる方法としては特に限定されないが、例えば、熱風乾燥装置、赤
外線加熱装置などを用いて連続的に処理する方法を好ましく適用することができる。
【００６５】
　本発明で用いられる絶縁樹脂層付きキャリアにおいて、絶縁樹脂層の厚みは、用いる繊
維布の厚みなどに応じて適宜設定することができる。一例を挙げると、５～１００μｍと
することができる。
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　なお、この絶縁樹脂層は、同じ絶縁樹脂を用いて一回又は複数回数の塗工で形成されて
もよいし、異なる絶縁樹脂を用いて複数回数の塗工で形成されたものであってもよい。
【００６６】
　このようにして絶縁樹脂層付きキャリアを製造後、絶縁樹脂層を形成した上面側、すな
わち、キャリアと反対面側に、絶縁樹脂層表面の保護のために、保護フィルムを重ね合わ
せることができる。
【００６７】
　次に、絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布とを重ね合わせる際の形態について説明する。
　図１（３）は、絶縁樹脂層付きキャリア３と、繊維布４とを重ね合わせる際の形態５を
例示したものである。
　繊維布４は、キャリア１の搬送方向と同じ方向に連続的に供給・搬送することができる
ものであり、幅方向寸法９を有している。ここで、幅方向寸法９とは、繊維布４の搬送方
向と直交方向における繊維布４の寸法を指す。このような繊維布４としては、例えば、長
尺状のシート形態のものを好適に用いることができる。
【００６８】
　上記繊維布の材質としては特に限定されないが、例えば、ガラス繊布、ガラス不繊布等
のガラス繊維布、ガラス以外の無機化合物を成分とする繊布又は不繊布等の無機繊維布、
芳香族ポリアミド樹脂、ポリアミド樹脂、芳香族ポリエステル樹脂、ポリエステル樹脂、
ポリイミド樹脂、フッ素樹脂等の有機繊維で構成される有機繊維布等が挙げられる。
　これらの中でも、ガラス繊維布であるガラス織布を用いると、多層プリント配線板の機
械的強度、耐熱性を良好なものとすることができる。
【００６９】
　上記繊維布としてガラス織布を用いる場合、その厚みとしては、一例を挙げると、１５
～１８０μｍのものを用いることができる。また、坪量（１ｍ２あたりの繊維布の重量）
としては例えば、１７～２０９ｇ／ｍ２のものを用いることができる。
　そして、本発明の製造方法においては、特に、厚み１５～３５μｍ、坪量１７～２５ｇ
／ｍ２であるような薄手のガラス織布を用いることができる。そして、このようなガラス
織布を用いた場合でも、繊維布を構成する繊維束に曲がりを生じにくいので、機械的特性
や含浸性に優れたキャリア付きプリプレグとすることができる。
【００７０】
　従来のプリプレグの製造方法は、例えば、通常の塗工装置を用いて、繊維布を樹脂ワニ
スに浸漬含浸・乾燥させる方法では、多数の搬送ロールを通したり、繊維布に含浸させる
絶縁樹脂量を調整したりする際に、繊維布に応力が作用しやすいという問題があった。
　これは、特に上記のような薄手のガラス織布を用いた場合にはその影響が顕著であり、
繊維束に曲がりを生じたり、縦糸と横糸との開き目の部分が拡大したりしやすい。このよ
うなプリプレグは、内部歪を有することで、多層プリント配線板の反り、寸法安定性など
の機械的特性に影響を与えたり、拡大した開き目の部分に局部的な樹脂充填欠損部を有す
ることにより、多層プリント配線板の成形性が低下したりするという問題があった。
　これに対して、本発明のキャリア付きプリプレグの製造方法では、繊維布の厚みや坪量
に関わらず、繊維布に応力が作用しにくいので、繊維束の曲がり等が生じにくく、かつ、
含浸性に優れたものとすることができる。そして、このキャリア付きプリプレグを用いる
と、機械的特性や成形性に優れた多層プリント配線板を製造することができるという利点
を有するものである。また、絶縁樹脂としてシアネート樹脂を用いた場合には、さらに耐
熱性、低熱膨張性が良好な多層プリント配線板を製造することができるという利点を有す
るものである。
【００７１】
　上記（ａ）工程においては、絶縁樹脂層付きキャリア３を２つ用いる。これらをそれぞ
れ、第一の絶縁樹脂層付きキャリア、及び、第二の絶縁樹脂層付きキャリアと呼称する。
　そして、上記第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を、樹脂を含浸さ
せていない繊維布４の両面側にそれぞれ重ね合わせる。
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　上記（ａ）工程で用いる第一の絶縁樹脂層付きキャリアと第二の絶縁樹脂層付きキャリ
アとしては、同じものを用いることもできるし、異なるものを用いることもできる。
【００７２】
　次に、（ｂ）工程について説明する。
　この（ｂ）工程は、繊維布基材の両面に絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を重ね
合わせて、これらを接合した後、絶縁樹脂の溶融温度以上の温度で加熱処理するものであ
る。
　これにより、（ａ）工程において、絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布とが接合した時点
で残存していた、減圧ボイドあるいは実質的な真空ボイドを消失させることができ、非充
填部分が非常に少ない、あるいは、非充填部分が実質的に存在しないキャリア付きプリプ
レグを製造することができる。
【００７３】
　上記加熱処理する方法としては特に限定されないが、例えば、熱風乾燥装置、赤外線加
熱装置、加熱ロール装置、平板状の熱盤プレス装置などを用いて実施することができる。
　熱風乾燥装置、赤外線加熱装置を用いた場合は、上記接合したものに実質的に圧力を作
用させることなく実施することができる。
　また、加熱ロール装置、平板状の熱盤プレス装置を用いた場合は、上記接合したものに
所定の圧力を作用させることで実施することができる。
【００７４】
　これらの中でも、上記接合したものに実質的に圧力を作用させることなく実施する方法
が好ましい。
　この方法によれば、（ｂ）工程で樹脂成分を過剰に流動させることがないので、所望と
する絶縁層厚みを有し、かつ、この絶縁層厚みにおいて高い均一性を有したキャリア付き
プリプレグを効率良く製造することができる。
　また、樹脂成分の流動に伴って繊維布基材に作用する応力を最小限とすることができる
ので、内部歪を非常に少ないものとすることができる。
　さらには、樹脂成分が溶融した際に、実質的に圧力が作用していないので、この工程に
おける打痕不良の発生を実質的になくすことができる。
【００７５】
　上記加熱処理する際の温度は、用いる絶縁樹脂が溶融し、かつ、絶縁樹脂の硬化反応が
急速に進行しないような温度域とすることが好ましい。
　また、加熱処理する時間は、用いる絶縁樹脂の種類などにより異なるため特に限定され
ないが、一例を挙げると、１～１０分間処理することにより実施することができる。
【００７６】
　本発明の製造方法においては、キャリア、絶縁樹脂層、及び、繊維布を用いる。ここで
、各々の幅方向寸法の関係について、その形態例を挙げて説明する。
　本発明の製造方法において、キャリア、絶縁樹脂層、及び、繊維布としては、例えば、
図２（１）～（３）に示したような、種々の幅方向寸法を有する形態で用いることができ
る。なお、図３（１）～（３）、及び、図４（１）～（３）は参考例である。
【００７７】
　まず、図２（１）～（３）に示した形態について説明する。
　図２（１）～（３）においては、第一の絶縁樹脂層付きキャリア３ａ、及び、第二の絶
縁樹脂層付きキャリア３ａとして、繊維布４よりも幅方向寸法が大きいキャリアを有する
とともに、繊維布４よりも幅方向寸法が大きい絶縁樹脂層を有するものを用いている。こ
こで、キャリア、絶縁樹脂層、繊維布の各々の幅方向寸法の関係を図２（１）に示す。
　この形態では、上記（ａ）工程において、繊維布４の幅方向寸法の内側領域、すなわち
、幅方向で繊維布４が存在する領域においては、第一の絶縁樹脂層付きキャリア３ａの絶
縁樹脂層と繊維布４、及び、第二の絶縁樹脂層付きキャリア３ａの絶縁樹脂層と繊維布４
とをそれぞれ接合することができる。
　また、繊維布４の幅方向寸法の外側領域、すなわち、繊維布が存在していない領域にお
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いては、第一の絶縁樹脂層付きキャリア３ａが有する絶縁樹脂層面と、第二の絶縁樹脂層
付きキャリア３ａが有する絶縁樹脂層面とを直接接合することができる。この状態を図２
（２）に示す。
　そして、これらの接合を減圧下で実施するため、繊維布４の内部、あるいは、第一及び
第二の絶縁樹脂層付きキャリア３ａ，３ａの絶縁樹脂層と繊維布４との接合面などに非充
填部分が残存していても、これらを減圧ボイドあるいは実質的な真空ボイドとすることが
できるので、（ｂ）工程において、樹脂の溶融温度以上の温度域で加熱処理した場合、こ
れを容易に消失させることができる。そして、（ｂ）工程において、幅方向の周辺部から
空気が侵入して新たなボイドが形成されるのを防ぐことができる。この状態を図２（３）
に示す。
【００７８】
　次に、図３（１）～（３）に示した形態について説明する。
　図３（１）～（３）においては、第一の絶縁樹脂層付きキャリア、及び、第二の絶縁樹
脂層付きキャリアとして、繊維布４よりも幅方向寸法が大きいキャリアを有するとともに
、２つの絶縁樹脂層付きキャリアのうちの一方、例えば第一の絶縁樹脂層付きキャリア３
ａとして、繊維布４よりも幅方向寸法が大きい絶縁樹脂層を有するものを用い、第二の絶
縁樹脂層付きキャリア３ｂとして、繊維布４と幅方向寸法が同じ絶縁樹脂層を有するもの
を用いている。ここで、キャリア、絶縁樹脂層、繊維布の各々の幅方向寸法の関係を図３
（１）に示す。
　この形態では、上記（ａ）工程において、繊維布４の幅方向寸法の内側領域、すなわち
、繊維布４が存在する領域においては、第一の絶縁樹脂層付きキャリア３ａの絶縁樹脂層
と繊維布４、及び、第二の絶縁樹脂層付きキャリア３ｂの絶縁樹脂層と繊維布４とをそれ
ぞれ接合することができる。
　また、繊維布４の幅方向寸法の外側領域、すなわち、繊維布が存在していない領域にお
いては、第一の絶縁樹脂層付きキャリア３ａが有する絶縁樹脂層面と、第二の絶縁樹脂層
付きキャリア３ｂのキャリア面とを直接接合することができる。この状態を図３（２）に
示す。
　そして、これらの接合を減圧下で実施するため、繊維布４の内部、あるいは、第一及び
第二の絶縁樹脂層付きキャリア絶縁樹脂層３ａ，３ｂと繊維布４との接合面などに非充填
部分が残存していても、これらを減圧ボイドあるいは実質的な真空ボイドとすることがで
きるので、（ｂ）工程において、樹脂の溶融温度以上の温度域で加熱処理した場合、これ
を容易に消失させることができる。そして、（ｂ）工程において、幅方向の周辺部から空
気が侵入して新たなボイドが形成されるのを防ぐことができる。この状態を図３（３）に
示す。
【００７９】
　次に、図４（１）～（３）に示した形態について説明する。
　図４（１）～（３）においては、第一の絶縁樹脂層付きキャリア３ｂ、及び、第二の絶
縁樹脂層付きキャリア３ｂとして、繊維布４と幅方向寸法が同じ絶縁樹脂層を有するもの
を用いている。ここで、キャリア、絶縁樹脂層、繊維布の各々の幅方向寸法の関係を図４
（１）に示す。
　この形態では、上記（ａ）工程において、繊維布４の幅方向寸法の内側領域、すなわち
、繊維布４が存在する領域においては、第一の絶縁樹脂層付きキャリア３ｂの絶縁樹脂層
と繊維布４、及び、第二の絶縁樹脂層付きキャリア３ｂの絶縁樹脂層と繊維布４とをそれ
ぞれ接合することができる。この状態を図４（２）に示す。
　この形態では、上記（ａ）工程後、すなわち第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリア３
ｂ，３ｂと繊維布４とを接合した時点で、幅方向の端部位に存在する非充填部分と、幅方
向の端部位以外の部位に存在する非充填部分とが連通しないようにしておくことが好まし
い。
　これにより、幅方向の端部位以外の部位に存在する非充填部分については、（ａ）工程
を減圧下で実施しているため減圧ボイドあるいは実質的な真空ボイドとすることができ、
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（ｂ）工程において、樹脂の溶融温度以上の温度域で加熱処理された場合、これを容易に
消失させることができる。そして、（ｂ）工程において、幅方向の周辺部から空気が侵入
して新たなボイドが形成される場合でも、これを幅方向の端部位のみとすることができる
。この状態を図４（３）に示す。
【００８０】
　キャリア付きプリプレグの製造方法においては、上記形態の中でも、図２（１）～（３
）に示した形態が好ましい。すなわち、第一の絶縁樹脂層付きキャリア、及び、第二の絶
縁樹脂層付きキャリアとして、繊維布よりも幅方向寸法が大きいキャリアを有するととも
に、いずれか一方または両方の絶縁樹脂層付きキャリアが、繊維布よりも幅方向寸法が大
きい絶縁樹脂層を有するものを用いることが好ましい。
　これにより、（ａ）工程で、絶縁樹脂層により繊維布を封じて密閉することができ、繊
維布が存在する領域全体において、ボイドが少ない、あるいは、実質的にボイドが存在し
ないキャリア付きプリプレグを製造することができる。
【００８１】
　特に、図２（１）～（３）に示した形態、すなわち、第一の絶縁樹脂層付きキャリア３
ａ、及び、第二の絶縁樹脂層付きキャリア３ａとして、繊維布４よりも幅方向寸法が大き
いキャリアを有するとともに、繊維布４よりも幅方向寸法が大きい絶縁樹脂層を有するも
のを用いることが好ましい。
　この形態では、繊維布４の幅方向寸法の外側領域において、両方の絶縁樹脂層付きキャ
リアに絶縁樹脂層が存在するので、より簡易に、絶縁樹脂層により繊維布４を封じて密閉
することができ、上記効果を効果的に発現させることができる。
【００８２】
　本発明のキャリア付きプリプレグの製造方法においては、上記（ｂ）工程の後、必要に
応じて、上記で得られたキャリア付きプリプレグを連続して巻き取る工程を有することが
できる。
　これにより、キャリア付きプリプレグを巻物形態とすることができ、このキャリア付き
プリプレグを用いて、多層プリント配線板などを製造する際の取り扱い作業性を向上させ
ることができる。
【００８３】
　次に、本発明のキャリア付きプリプレグの製造装置について、好適な実施の形態を図面
により説明する。
　図５は、本発明の製造方法を適用することができる装置の一例を示す断面側面図である
。
【００８４】
　図５（１）は、本発明のキャリア付きプリプレグの製造に用いられる絶縁樹脂層付きキ
ャリアを製造する形態の一例を示すものである。
　図５（１）において、キャリア１ａは、例えば長尺のシート品を巻物形態としたものな
どを用い、これより連続的に巻き出すことにより供給することができる。
　液状の絶縁樹脂１１は、図示されない絶縁樹脂の供給装置により、所定量が連続的にキ
ャリア１ａ上に供給される。絶縁樹脂１１の塗工量は、コンマロール１２と、コンマロー
ル１２のバックアップロール１３とのクリアランスにより制御することができる。
　所定量の絶縁樹脂が塗工されたキャリア１ｂは、横搬送型の熱風乾燥装置１４、１４の
内部を移送し、液状の絶縁樹脂中に含有される有機溶剤などを実質的に乾燥除去し、必要
に応じて、硬化反応を途中まで進めた絶縁樹脂層付きキャリア１ｃとすることができる。
好ましい実施態様において、ここで得られる絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層はフィ
ルムであってもよい。
　絶縁樹脂層付きキャリア１ｃは、そのまま巻き取ることもできるが、図５（１）の形態
においては、ラミネートロール１６、１６により、絶縁樹脂層が形成された側に保護フィ
ルム１５を重ね合わせ、保護フィルム１５がラミネートされた絶縁樹脂層付きキャリア１
ｄとし、これを巻き取って巻物形態の絶縁樹脂層付きキャリア１７を得ている。
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【００８５】
　図５（２）は、本発明の製造方法の（ａ）～（ｂ）工程を実施できる装置の一例を示す
断面側面図であり、具体的には、樹脂を含浸させていない繊維布の両面側に絶縁樹脂層付
きキャリアの絶縁樹脂層側を重ね合わせ、減圧条件下で接合した後、絶縁樹脂の溶融温度
以上の温度で加熱処理して、これを連続して巻き取り、キャリア付きプリプレグを製造す
る形態の一例を示すものである。
【００８６】
　図５（２）において（ａ）工程は、真空ラミネート装置２０を使用して実施される。
　真空ラミネート装置２０の内部は、図示されない真空ポンプなどの減圧手段により、所
定の減圧条件に設定されている。
　真空ラミネート装置２０の内部には、上記（ａ）工程で得られた絶縁樹脂層付きキャリ
ア１７、１７と、繊維布２１とが、それぞれ連続的に供給可能に設置されている。
　絶縁樹脂層付きキャリア１７、１７は、絶縁樹脂層表面に前記保護フィルムがラミネー
トされているので、巻き取りロール２３により、当該保護フィルムを剥離しながら連続的
に供給される（１ｅ、１ｅ）。また、繊維布２１ａは、巻物形態の繊維布２１から連続的
に供給される。
　保護フィルムが剥離除去された絶縁樹脂層付きキャリア１ｅ、１ｅと、繊維布２１ａと
は、絶縁樹脂層付きキャリア１ｅ、１ｅのそれぞれ絶縁樹脂層側で繊維布２１ａを挟む形
態で重ね合わされ、ラミネートロール２４、２４により接合される。このとき、絶縁樹脂
層は繊維布２１ａに含浸される。
　ラミネートロール２４、２４間のクリアランスは、絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布と
の接合に際して、実質的に圧力が作用しない程度に設定することもできるし、任意の圧力
が作用するように設定することもできる。
　接合後の接合物２２ａは、そのまま次工程に送ることもできるし、ラミネートロール２
５、２５、同２６、２６、同２７、２７により、温度と圧力を作用させて、絶縁樹脂層付
きキャリアと繊維布との接合程度を調整することもできる。
　なお、図５（２）において、ラミネートロール１７、１７は、真空ラミネート装置２０
の内部を所定の減圧条件に維持するため、真空ラミネート装置２０の外部から内部への空
気の侵入を抑制するシールロールとしての機能をも有している。
　接合後の接合物２２ｂは、横搬送型の熱風乾燥装置２８、２８間を移送し、絶縁樹脂の
溶融温度以上の温度で加熱処理する。これにより、接合物の内部に残存している非充填部
分を消失させることができる。
　加熱処理後のキャリア付きプリプレグ２２ｃは、ピンチロール２９、２９で挟みながら
、これを連続的に巻き取ることにより、巻物形態のキャリア付きプリプレグ３０とするこ
とができる。
【００８７】
　次に、本発明のキャリア付きプリプレグについて説明する。
　本発明のキャリア付きプリプレグは、上記本発明のキャリア付きプリプレグの製造方法
により得られたものであることを特徴とする。
【００８８】
　次に、本発明の多層プリント配線板の製造方法について説明する。
　本発明の多層プリント配線板の製造方法は、
（ｃ）上記本発明のキャリア付きプリプレグの少なくとも一方のキャリアを除去する工程
と、
（ｄ）キャリア付きプリプレグのキャリアが除去された側の絶縁樹脂層を、回路加工が施
された内層回路基板に重ね合わせ、これらを成形する工程と、
を有することを特徴とする。
【００８９】
　まず、上記（ｃ）工程について説明する。
　上記（ｃ）工程は、キャリア付きプリプレグの少なくとも内層回路基板の回路形成面と
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重ね合わせる側のキャリアを除去して、絶縁樹脂面を露出させる工程である。
【００９０】
　次に、上記（ｄ）工程について説明する。
　上記（ｄ）工程は、キャリア付きプリプレグのキャリアが除去された側の絶縁樹脂層を
、回路加工が施された内層回路基板に重ね合わせ、これらを加熱加圧成形する工程である
。
【００９１】
　上記（ｃ）～（ｄ）工程の実施方法としては特に限定されないが、例えば、内層回路基
板、キャリア付きプリプレグとも、連続的に供給して、キャリア付きプリプレグについて
は内層回路基板側のキャリアを除去しながら、キャリア付きプリプレグと内層回路基板と
を真空ラミネート装置などを用いて連続的に成形し、その後、熱風乾燥装置等で加熱硬化
させる方法により製造することができる。
　ここで成形する条件としては特に限定されないが、一例を挙げると、温度６０～１６０
℃、圧力０．２～３ＭＰａで実施することができる。また、加熱硬化させる条件としては
特に限定されないが、一例を挙げると、温度１４０～２４０℃、時間３０～１２０分間で
実施することができる。
【００９２】
　本発明の多層プリント配線板の製造方法において、上記（ｄ）工程は、キャリア付きプ
リプレグのキャリアが除去された側と反対側にキャリアを有した状態で実施することが好
ましい。
　これにより、キャリアと接している側の絶縁樹脂層は、キャリア表面と実質的に同等の
平滑性を維持することができるので、絶縁樹脂の硬化時に、繊維布表面の凹凸に沿った絶
縁樹脂層の凹凸が発生することを防ぎ、表面平滑性に優れた絶縁樹脂層を有した多層プリ
ント配線板を製造することができる。
【００９３】
　上記で得られた多層プリント配線板は、絶縁樹脂層表面のキャリアを剥離除去して、絶
縁樹脂層表面を過マンガン酸塩、重クロム酸塩等の酸化剤などにより粗化処理した後、金
属メッキにより新たな導電回路を形成することができる。
　また、キャリアとして絶縁樹脂層が形成される面に剥離可能な処理が施されていないか
、絶縁樹脂層との密着性を向上させる処理が施された金属箔を用いる場合は、この金属箔
をエッチング処理することにより、所定の導体回路を形成することができる。
【００９４】
　なお、多層プリント配線板を得る際に用いられる内層回路板は、例えば、銅張積層版の
両面に、エッチング等により所定の導体回路を形成し、導体回路部分を黒化処理したもの
を好適に用いることができる。
【００９５】
　本発明はさらに、薄型両面板の製造方法および薄型両面板を提供するものである。以下
に本発明の薄型両面板の製造方法および該方法により製造された薄型両面板について詳細
に説明する。
　本発明に係る薄型両面板の製造方法は、繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を含有する薄
型両面板を得る工程を含み、該繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層は繊維布の骨格材の両面
側に第一および第二の絶縁樹脂層を含浸させることにより得られ、該第一および第二の絶
縁樹脂層は繊維布の骨格材に含浸させる反対側にキャリアを有するキャリア付き絶縁樹脂
層であり、かつ該繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂の厚みが５０μｍ以下である。
　従来、プリプレグを製造した後に銅箔等のキャリアを貼り付けるというような方法が採
られていた。しかしながら、このような方法では薄型の基板を得ることが困難であり、ま
た、樹脂を繊維布に塗布、含浸させるときに十分に含浸させることができないという問題
があった。一方、上記方法によれば、繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層の厚みが５０μｍ
以下の非常に薄型の両面板を得ることができる。ここで、本発明でいう薄型両面板とは、
繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を加熱硬化させることにより得られるものをいう。
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【００９６】
　前記薄型両面板の製造方法は例えば、
（ａ）上記第一および第二のキャリア付き絶縁樹脂層の絶縁樹脂側を、上記繊維布の骨格
材の両面側にそれぞれ重ね合わせ、減圧条件下でこれらを接合する工程と、
（ｂ）上記接合後に、上記繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を加熱硬化させて薄型両面板
を得る工程と
を含む。
　本発明の方法により形成される繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層の厚さは、用いる繊維
布の厚みなどの応じて適宜設定することができるが、好ましくは５０μｍ以下であり、さ
らに好ましくは１２μｍ以上５０μｍ以下、さらに好ましくは２０μｍ以上４０μｍ以下
である。上記方法により、このような薄型両面板を製造することが可能になる。
　また、樹脂を含浸させる繊維布の厚みは、好ましくは４８μｍ以下であり、さらに好ま
しくは１０μｍ以上４８μｍ以下、さらに好ましくは１５μｍ以上３５μｍ以下である。
【００９７】
　ここで用いられる繊維布は、特に限定されないが、上記に記載のものと同様のものを用
いることができる。好ましくは、ガラス織布が用いられる。ここで用いられる繊維布は樹
脂を含浸させていない繊維布である。
【００９８】
　絶縁樹脂層に用いられる樹脂材料は、特に限定されないが、上記に記載のものと同様の
ものを用いることができる。好ましくは、絶縁樹脂層は熱硬化性樹脂を含む樹脂組成物で
構成され、例えばシアネート樹脂および／またはそのプレポリマー、エポキシ樹脂、フェ
ノール樹脂、フェノキシ樹脂である。
【００９９】
　樹脂組成物には、さらに無機充填材を含むことができ、これにより、薄い繊維布を用い
た厚みの小さい薄型両面板に適用した場合でも、硬化物の機械的強度を優れたものとでき
るとともに、低熱膨張化をさらに向上させることもできる。
　無機充填材としては、上記と同様のものを用いることができるが、これらの中でも、シ
リカが好ましい。さらに、溶融シリカが低熱膨張性に優れる点で好ましい。
　溶融シリカの形状としては例えば、破砕形状、球状等があるが、特に、球状の溶融シリ
カを用いると、樹脂組成物の溶融粘度を低くすることができるので、繊維布基材への含浸
性を向上させることができる。
【０１００】
　無機充填材の含有量は、例えば、樹脂組成物全体に対して、３０～８０重量％とするこ
とができ、４０～７０重量％とすることが好ましい。これにより、無機充填材の配合によ
る上記効果、特に、低熱膨張性を高めることができる。そして、硬化物の吸水性を小さな
ものとすることができるので、吸湿半田耐熱性を向上させることができる。
　その他、無機充填材に関しては上述した通りである。
【０１０１】
　無機充填材を含有する場合、カップリング剤を配合することが好ましい。カップリング
剤としては、上記と同様のものを用いることができる。
【０１０２】
　また、樹脂組成物は硬化促進剤を含むことができ、硬化促進剤に関しては上述した通り
である。さらに、上述した通り、樹脂組成物には、このほか、ポリイミド樹脂、ポリアミ
ドイミド樹脂、ポリフェニレンオキサイド樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂等の熱可塑性
樹脂を併用することもできる。また、必要に応じて、顔料、酸化防止剤等の上記成分以外
の添加物を添加することもできる。
【０１０３】
　キャリアは上記と同様のものを用いることができ、特に限定されないが、例えば金属箔
や剥離可能な処理が施されたフィルムシートである。
【０１０４】
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　減圧条件下で接合する手法も上記に記載のものと同様のものを用いることができる。例
えば、接合は、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布とを重ね合わせて積層体
とし、該積層体を両面から少なくとも１対のラミネートロール間を通して両面から押圧し
ながら接合させることが好ましい。かかる方法を用いることにより、絶縁樹脂層の繊維布
への十分な含浸が達成できる。
【０１０５】
　また、絶縁樹脂層は好ましくはフィルムである。フィルムとすることで、ロールを用い
た押圧および接合が容易になる。
【０１０６】
　加熱硬化する手法としては、特に限定されないが、例えば、熱風乾燥装置内で１３０℃
、１５０℃、１８０℃でそれぞれ２分間処理した後に、２００℃で３０分間処理する方法
が挙げられる。ここで、熱風乾燥装置内にロールを設置しておき、このロールに這わせる
ことにより短い熱風乾燥装置内で長時間の加熱硬化処理を行うことができる。
【０１０７】
　図７は、本発明の方法により製造された薄型両面板の１の形態を示す概略図である。図
２（１）～（３）においては、第一の絶縁樹脂層付きキャリア３０ａ、及び、第二の絶縁
樹脂層付きキャリア３０ａとして、繊維布４０よりも幅方向寸法が大きいキャリアを有す
るとともに、繊維布４よりも幅方向寸法が大きい絶縁樹脂層を有するものを用いている。
ここで、キャリア、絶縁樹脂層、繊維布の各々の幅方向寸法の関係を図７（１）に示す。
　本発明の薄型両面板の製造方法においては、上記形態のほかに、２つの絶縁樹脂層付き
キャリアのうちの一方、例えば第一の絶縁樹脂層付きキャリアとして、繊維布４よりも幅
方向寸法が大きい絶縁樹脂層を有するものを用い、第二の絶縁樹脂層付きキャリアとして
、繊維布４と幅方向寸法が同じ絶縁樹脂層を有するものを用いてもよい。さらに、他の形
態として、第一の絶縁樹脂層付きキャリア、及び、第二の絶縁樹脂層付きキャリアとして
、繊維布４と幅方向寸法が同じ絶縁樹脂層を有するものを用いてもよい。
　これらの形態の中でも、第一の絶縁樹脂層付きキャリア、及び、第二の絶縁樹脂層付き
キャリアとして、繊維布よりも幅方向寸法が大きいキャリアを有するとともに、いずれか
一方または両方の絶縁樹脂層付きキャリアが、繊維布よりも幅方向寸法が大きい絶縁樹脂
層を有するものを用いることが好ましい。
【０１０８】
　また、薄型両面板は多層プリント配線板の製造に用いることができる。本発明の多層プ
リント配線板の製造方法について以下に説明する。
　本発明の多層プリント配線板の製造方法としては、例えば、以下のような方法がある。
本発明の薄型両面板に層間接続用のスルーホールを形成し、サブトラクティブ工法により
回路を製作する。その後、任意のビルドアップ材を積層して、アディティブ工法により層
間接続及び回路形成する工程を繰り返し、多層プリント配線板を製造する。ここで、本発
明の薄型両面板は連続的に製造することができるため、多層プリント配線板の製造方法も
連続して行うことが可能となる。
【０１０９】
　以上に説明したように、本発明の製造方法によれば、繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層
を有するキャリア付きプリプレグを連続的に製造する方法が提供され、この方法により、
含浸性、厚み精度に優れたキャリア付きプリプレグを簡易に製造することができる。特に
、厚みが薄い繊維布を用いた場合でも、内部歪が少なく、含浸性に優れたものとすること
ができる。
　そして、本発明のキャリア付きプリプレグを用いた多層プリント配線板は、反り、寸法
安定性などの機械的特性、成形性に優れたものであり、高密度化、高多層化が要求される
プリント配線板など信頼性が要求される用途に好適に用いることができるものである。ま
た、シアネート樹脂を用いた場合のキャリア付きプリプレグは、さらに耐熱性、低熱膨張
性が良好であり、薄型化が要求されるプリント配線板などの信頼性が要求される用途に好
適に用いることができる。
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【０１１０】
　さらに、本発明の製造方法によれば、繊維布の骨格材を含む絶縁樹脂層を有する薄型両
面板を連続的に製造する方法が提供され、この方法により、含浸性、厚み精度に優れた薄
型両面板を簡易に製造することができる。特に、厚みが薄い繊維布を用いた場合でも、内
部歪が少なく、含浸性に優れたものとすることができる。
　　（実施例）
【０１１１】
　以下、本発明を実験例により説明するが、本発明はここで例示された形態に限定される
ものではない。
【０１１２】
Ａ－１． 絶縁樹脂層形成用の液状樹脂組成物ａ１の調製
　樹脂成分として、エポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン社製・「Ｅｐ５０４８」）１
００重量部、硬化剤（ジシアンジアミド）２重量部、及び硬化促進剤（２－エチル－４－
メチルイミダゾール）０．１重量部をメチルセルソルブ１００重量部に溶解させて樹脂ワ
ニスを調整した。
【０１１３】
Ａ－２．絶縁樹脂層付きキャリアの製造
（１）絶縁樹脂層付きキャリアＡ１の製造
　キャリアとして厚み３５μｍ、幅４８０ｍｍのポリエチレンテレフタレートフィルムを
用いた。
　図５（１）に示した形態の装置を用いて、上記キャリアに、上記で得られた液状樹脂組
成物ａ１をコンマコーター装置で塗工し、１７０℃の乾燥装置で３分間乾燥させ、厚さ２
０μｍ、幅４１０ｍｍの絶縁樹脂層からなるフィルムを、幅方向においてキャリアの中心
に位置するように形成した。
　この絶縁樹脂層側に、保護フィルム（ポリエチレン）をラミネートして、絶縁樹脂層付
きキャリアを製造した。
【０１１４】
（２）絶縁樹脂層付きキャリアＡ２の製造
　キャリアとしては上記絶縁樹脂層付きキャリアＡ１と同じものを用いた。
　図５（１）に示した形態の装置を用いて、上記キャリアに、上記で得られた液状樹脂組
成物ａ１をコンマコーター装置で塗工し、１７０℃の乾燥装置で３分間乾燥させ、厚さ２
０μｍ、幅３６０ｍｍの絶縁樹脂層からなるフィルムを、幅方向においてキャリアの中心
に位置するように形成した。
　この絶縁樹脂層側に、保護フィルム（ポリエチレン）をラミネートして、絶縁樹脂層付
きキャリアを製造した。
【０１１５】
Ａ－３．キャリア付きプリプレグの製造
<実験例Ａ１> 
　繊維布としてガラス織布（ユニチカグラスファイバー社製・「Ｅ０２Ｚ－ＳＫ」、幅３
６０ｍｍ、坪量１７ｇ／ｍ２）を用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付きキャリアＡ１（２枚）を、第一及び第二の絶縁樹
脂層付きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、１．０
０×１０5Ｐａの減圧条件下で、８０℃のラミネートロール（２４）を用いて接合した。
　ここで、繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側にそれぞれ接合するとともに、繊維布の幅方向寸
法の外側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層どうしを
接合した。
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　次いで、上記接合したものを、１２０℃に設定した横搬送型の熱風乾燥装置内を２分間
通して加熱処理し、圧力を作用させることなく絶縁樹脂層を溶融させることにより、キャ
リア付きプリプレグを製造した。
【０１１６】
<実験例Ａ２> 
　繊維布としては実験例Ａ１と同じものを用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付きキャリアＡ１を第一の絶縁樹脂層付きキャリア、
絶縁樹脂層付きキャリアＡ２を第二の絶縁樹脂層付きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、１．０
０×１０5Ｐａの減圧条件下で、８０℃のラミネートロール（２４）を用いて接合した。
　ここで、繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側にそれぞれ接合するとともに、繊維布の幅方向寸
法の外側領域においては、第一の絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層と、第二の絶縁樹
脂層付きキャリアのキャリアとを接合した。
　次いで、上記接合したものを、１２０℃に設定した横搬送型の熱風乾燥装置内を２分間
通して加熱処理し、圧力を作用させることなく絶縁樹脂層を溶融させることにより、キャ
リア付きプリプレグを製造した。
【０１１７】
<実験例Ａ３> 
　繊維布としては実験例Ａ１と同じものを用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付きキャリアＡ２（２枚）を、第一及び第二の絶縁樹
脂層付きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、１．０
０×１０5Ｐａの減圧条件下で、８０℃のラミネートロール（２４）を用いて接合した。
　ここで、繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側にそれぞれ接合した。
　次いで、上記接合したものを、１２０℃に設定した横搬送型の熱風乾燥装置内を２分間
通して加熱処理し、圧力を作用させることなく絶縁樹脂層を溶融させることにより、キャ
リア付きプリプレグを製造した。
【０１１８】
<実験例Ａ４> 
　実験例Ａ１において、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布とを、９．７３
×１０4Ｐａの減圧条件下で接合した以外は、実験例Ａ１と同様にしてキャリア付きプリ
プレグを製造した。
【０１１９】
<実験例Ａ５>
　繊維布としては実験例Ａ１と同じものを用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付きキャリアＡ１（２枚）を、第一及び第二の絶縁樹
脂層付きキャリアとして用いた。
　図６に示した形態の装置（図中、図５（２）の構成と共通するものには、図５（２）で
用いた符号と同じものを付した）を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、常圧条
件下で、８０℃のラミネートロール（２４）を用いて接合し、キャリア付きプリプレグ３
１を製造した。
【０１２０】
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<実験例Ａ６>
　繊維布としては実験例Ａ１と同じものを用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付きキャリアＡ１（２枚）を、第一及び第二の絶縁樹
脂層付きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、常圧条
件下で、８０℃のラミネートロール（２４）を用いて接合した。
　次いで、上記接合したものを、１２０℃に設定した横搬送型の熱風乾燥装置内を２分間
通して加熱処理し、圧力を作用させることなく絶縁樹脂層を溶融させることにより、キャ
リア付きプリプレグを製造した。
【０１２１】
Ａ－４．多層プリント配線板の製造
　内層回路基板として、絶縁層厚み０．６ｍｍ、回路厚み１２μｍ、回路幅及び回路間幅
：Ｌ／Ｓ＝５０／５０の回路加工が施されたプリント配線板を用いた。
　実験例で得られたキャリア付きプリプレグのうち、片側のキャリアを剥離除去し、絶縁
樹脂層を露出させ、もう一方の側はキャリアを有した状態とした。上記内層回路基板の両
面側に、キャリア付きプリプレグの絶縁樹脂層側をそれぞれ重ね合わせ、温度１２０℃、
圧力１．５ＭＰａ、１．００×１０5Ｐａの減圧下の条件で成形した。その後、２００℃
の乾燥装置で加熱処理して、多層プリント配線板を製造した。
【０１２２】
Ａ－５．評価
　上記実験例で得られたキャリア付きプリプレグ及び多層プリント配線板について、特性
評価を行った。結果を表１に示す。
【０１２３】
（表１）

【０１２４】
　評価方法は、以下の通りである。
（１）含浸性
　実験例で得られたキャリア付きプリプレグの断面を蛍光浸透液に浸漬した後、蛍光浸透
液の浸透の有無を顕微鏡で観察した。
　また、キャリア付きプリプレグをＰＣＴ処理（１２１℃／１００％／１２０分）した後
、２６０℃の半田槽に３０秒間浸漬し、フクレの発生の有無を確認した。
（２）厚み精度
　実験例で得られたキャリア付きプリプレグの断面を顕微鏡で観察し、幅方向において１
２０ｍｍピッチで３箇所について厚みを測定し、その平均値と標準偏差値を算出した。
【０１２５】
　実験例Ａ１～Ａ４は、含浸性、厚み精度に優れたものであった。特に、実験例Ａ１、Ａ
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２、Ａ４は、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアとして、繊維布よりも幅方向寸法が
大きいキャリアを有するとともに、いずれか一方または両方が、繊維布よりも幅方向寸法
が大きい絶縁樹脂層を有するものを用いたので、含浸性に特に優れたものとなった。
　実験例Ａ５は、絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布とを常圧下で接合したものであるが、
含浸性において劣るものとなった。
　実験例Ａ６は、絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布とを常圧下で接合した後、これを加熱
処理したものであるが、加熱処理中にフクレが発生したため、厚み精度の測定に至らず、
キャリア付きプリプレグの製造ができなかった。
【０１２６】
Ｂ－１．液状樹脂組成物の原料
　用いた液状樹脂組成物の原料は以下の通りである。
（１）シアネート樹脂１：ノボラック型シアネート樹脂（ロンザジャパン社製、「プリマ
セット　ＰＴ－３０」、Ｍｗ約７００）
（２）シアネート樹脂２：ノボラック型シアネート樹脂（ロンザジャパン社製、「プリマ
セット　ＰＴ－６０」、Ｍｗ約２，６００）
（３）シアネート樹脂３：ビスフェノールＡ型シアネート樹脂（旭化成エポキシ社製、「
ＡｒｏＣｙＢ－３０」）
（４）エポキシ樹脂：ビフェニルジメチレン型エポキシ樹脂（日本化薬社製、「ＮＣ－３
０００」、エポキシ当量２７５）
（５）フェノール樹脂：ビフェニルジメチレン型フェノール樹脂（日本化薬社製、「GPH
－１０３」、水酸基当量２０３）
（６）フェノキシ樹脂１／ビフェニルエポキシ樹脂とビスフェノールＳエポキシ樹脂との
共重合体であり、末端部はエポキシ基を有している：ジャパンエポキシレジン社製・「Ｙ
Ｘ－８１００Ｈ３０」、重量平均分子量３００００）
（７）フェノキシ樹脂２／ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂とビスフェノールＦ型エポキ
シ樹脂との共重合体であり、末端部はエポキシ基を有している：ジャパンエポキシレジン
社製・「エピコート４２７５」、重量平均分子量６００００）
（８）硬化促進剤／イミダゾール化合物：四国化成工業社製・「１－ベンジル－２－フェ
ニルイミダゾール」
（９）無機充填材１：球状溶融シリカ（電気化学工業社製、「ＳＦＰ－１０Ｘ」、平均粒
径０．３μｍ）
（１０）無機充填材２：球状溶融シリカ（アドマテックス社製、「ＳＯ－３２Ｒ」、平均
粒径１．５μｍ）
（１１）無機充填材３：球状溶融シリカ（アドマテックス社製、「ＳＯ－２５Ｒ」、平均
粒径０．５μｍ）
（１２）カップリング剤：エポキシシラン型カップリング剤（日本ユニカー社製、「Ａ－
１８７」）
【０１２７】
Ｂ－２．シアネート樹脂を含む絶縁樹脂層形成用の液状樹脂組成物の調製
　以下、各成分の配合量は固形分基準である。
　２．１　絶縁樹脂層形成用の液状樹脂組成物ｂ１の調製
　シアネート樹脂１を１５重量部、シアネート樹脂２を５重量部、エポキシ樹脂を１０重
量部、フェノール樹脂を１０重量部、各々用い、これらを常温でメチルエチルケトンに溶
解した。
　次いで、無機充填材１を１０重量部、無機充填材２を５０重量部、及び、無機充填材１
と無機充填材２との合計１００重量部に対して、カップリング剤を０．５重量部添加し、
高速攪拌装置を用いて１０分間攪拌混合して液状樹脂組成物ｂ１を調製した。
【０１２８】
　２．２　絶縁樹脂層形成用の液状樹脂組成物ｂ２の調製
　シアネート樹脂１を２５重量部、エポキシ樹脂を２５重量部、フェノキシ樹脂１を１０
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重量部、硬化促進剤を０．４重量部、各々用い、これらを常温でメチルエチルケトンに溶
解した。
　次いで、無機充填材３を４０重量部、及び、無機充填材３の１００重量部に対して、カ
ップリング剤を０．５重量部添加し、高速攪拌装置を用いて１０分間攪拌混合して液状樹
脂組成物ｂ２を調製した。
【０１２９】
　２．３　絶縁樹脂層形成用の液状樹脂組成物ｂ３の調製
　シアネート樹脂１を２５重量部、エポキシ樹脂を２５重量部、フェノキシ樹脂１を５重
量部、フェノキシ樹脂２を５重量部、硬化促進剤を０．４重量部、各々用い、これらを常
温でメチルエチルケトンに溶解した。
　次いで、無機充填材３を４０重量部、及び、無機充填材３の１００重量部に対して、カ
ップリング剤を０．５重量部添加し、高速攪拌装置を用いて１０分間攪拌混合して液状樹
脂組成物ｂ３を調製した。
【０１３０】
　２．４　絶縁樹脂層形成用の液状樹脂組成物ｂ４の調製
　シアネート樹脂３を２０重量部、エポキシ樹脂を１２重量部、フェノール樹脂を８重量
部、各々用い、これらを常温でメチルエチルケトンに溶解した。
　次いで、無機充填材１を１０重量部、無機充填材２を５０重量部、及び、無機充填材１
と無機充填材２との合計１００重量部に対して、カップリング剤を０．５重量部添加し、
高速攪拌装置を用いて１０分間攪拌混合して液状樹脂組成物ｂ４を調製した。
【０１３１】
　２．５　絶縁樹脂層形成用の液状樹脂組成物ｂ５の調製
　エポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン社製・「Ｅｐ５０４８」）１００重量部、硬化
剤（ジシアンジアミド）２重量部、及び硬化促進剤（２－エチル－４－メチルイミダゾー
ル）０．１重量部をメチルセルソルブ１００重量部に溶解させて液状樹脂組成物ｂ５を調
整した。
【０１３２】
Ｂ－３．絶縁樹脂層付きキャリアの製造
　３．１　絶縁樹脂層付きキャリアＢ－１の製造
　キャリアとして厚み３５μｍ、幅４８０ｍｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（
三菱化学ポリエステル社製・ダイヤホイル）を用いた。
　図５（１）に示した形態の装置を用いて、上記キャリアに、上記で得られた液状樹脂組
成物１をコンマコーター装置で塗工し、１５０℃の乾燥装置で３分間乾燥させ、厚さ２０
μｍ、幅４１０ｍｍの絶縁樹脂層からなるフィルムを、幅方向においてキャリアの中心に
位置するように形成した。得られた絶縁樹脂層はフィルムであった。
　この絶縁樹脂層側に、保護フィルム（ポリエチレン）をラミネートして、絶縁樹脂層付
きキャリアＢ－１を製造した。
【０１３３】
　３．２　絶縁樹脂層付きキャリアＢ－２の製造
　液状樹脂組成物ｂ１の代わりに、液状樹脂組成物ｂ２を用いた以外は、上記３．１と同
様にして、絶縁樹脂層付きキャリアＢ－２を製造した。
【０１３４】
　３．３　絶縁樹脂層付きキャリアＢ－３の製造
　液状樹脂組成物ｂ１の代わりに、液状樹脂組成物ｂ３を用いた以外は、上記３．１と同
様にして、絶縁樹脂層付きキャリアＢ－３を製造した。
【０１３５】
　３．４　絶縁樹脂層付きキャリアＢ－４の製造
　液状樹脂組成物ｂ１の代わりに、液状樹脂組成物ｂ４を用いた以外は、上記３．１と同
様にして、絶縁樹脂層付きキャリアＢ－４を製造した。
【０１３６】
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　３．５　絶縁樹脂層付きキャリアＣの製造
　キャリアとしては上記絶縁樹脂層付きキャリアＢと同じものを用いた。
　図５（１）に示した形態の装置を用いて、上記キャリアに、上記で得られた液状樹脂組
成物３をコンマコーター装置で塗工し、１５０℃の乾燥装置で３分間乾燥させ、厚さ２０
μｍ、幅３６０ｍｍの絶縁樹脂層を、幅方向においてキャリアの中心に位置するように形
成した。得られた絶縁樹脂層はフィルムであった。
　この絶縁樹脂層側に、保護フィルム（ポリエチレン）をラミネートして、絶縁樹脂層付
きキャリアＣを製造した。
【０１３７】
　３．６　絶縁樹脂層付きキャリアＤの製造
　キャリアとしては上記絶縁樹脂層付きキャリアＢと同じものを用いた。
　図５（１）に示した形態の装置を用いて、上記キャリアに、上記で得られた液状樹脂組
成物５をコンマコーター装置で塗工し、１７０℃の乾燥装置で３分間乾燥させ、厚さ２０
μｍ、幅４１０ｍｍの絶縁樹脂層を、幅方向においてキャリアの中心に位置するように形
成した。得られた絶縁樹脂層はフィルムであった。
　この絶縁樹脂層側に、保護フィルム（ポリエチレン）をラミネートして、絶縁樹脂層付
きキャリアＤを製造した。
【０１３８】
Ｂ－４．キャリア付きプリプレグの製造
　４．１　＜実験例Ｂ１＞
　繊維布としてガラス織布（ユニチカグラスファイバー社製・「Ｅ０２Ｚ－ＳＫ」、幅３
６０ｍｍ、坪量１７ｇ／ｍ２）を用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付きキャリアＢ－１（２枚）を、第一及び第二の絶縁
樹脂層付きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、１．０
０×１０5Ｐａの減圧条件下で、８０℃のラミネートロール２４を用いて接合した。
　ここで、繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側にそれぞれ接合するとともに、繊維布の幅方向寸
法の外側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層どうしを
接合した。
　次いで、上記接合したものを、１２０℃に設定した横搬送型の熱風乾燥装置内を２分間
通すことによって、圧力を作用させることなく加熱処理して、キャリア付きプリプレグを
製造した。
【０１３９】
　４．２　＜実験例Ｂ２＞
　絶縁樹脂層付きキャリアＢ－１の代わりに、絶縁樹脂層付きキャリアＢ－２を用いた以
外は、実験例Ｂ１と同様にして、キャリア付きプリプレグを製造した。
【０１４０】
　４．３　＜実験例Ｂ３＞
　絶縁樹脂層付きキャリアＢ－１の代わりに、絶縁樹脂層付きキャリアＢ－３を用いた以
外は、実験例Ｂ１と同様にして、キャリア付きプリプレグを製造した。
【０１４１】
　４．４　＜実験例Ｂ４＞
　絶縁樹脂層付きキャリアＢ－１の代わりに、絶縁樹脂層付きキャリアＢ－４を用いた以
外は、実験例Ｂ１と同様にして、キャリア付きプリプレグを製造した。
【０１４２】
　４．５　＜実験例Ｂ５＞
　繊維布としては実験例Ｂ１と同じものを用いた。
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　また、上記で得られた「絶縁樹脂層付きキャリアＢ－３」を第一の絶縁樹脂層付きキャ
リア、「絶縁樹脂層付きキャリアＣ」を第二の絶縁樹脂層付きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、１．０
０×１０5Ｐａの減圧条件下で、８０℃のラミネートロール２４を用いて接合した。
　ここで、繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側にそれぞれ接合するとともに、繊維布の幅方向寸
法の外側領域においては、第一の絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層と、第二の絶縁樹
脂層付きキャリアのキャリアとを接合した。
　次いで、上記接合したものを、１２０℃に設定した横搬送型の熱風乾燥装置内を２分間
通すことによって、圧力を作用させることなく加熱処理して、キャリア付きプリプレグを
製造した。
【０１４３】
　４．６　＜実験例Ｂ６＞
　繊維布としては実験例Ｂ１と同じものを用いた。
　また、上記で得られた「絶縁樹脂層付きキャリアＣ」（２枚）を、第一及び第二の絶縁
樹脂層付きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、１．０
０×１０5Ｐａの減圧条件下で、８０℃のラミネートロール２４を用いて接合した。
　ここで、繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側にそれぞれ接合した。
　次いで、上記接合したものを、１２０℃に設定した横搬送型の熱風乾燥装置内を２分間
通すことによって、圧力を作用させることなく加熱処理して、キャリア付きプリプレグを
製造した。
【０１４４】
　４．７　＜実験例Ｂ７＞
　実験例Ｂ１において、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアと繊維布とを、９．８７
×１０4Ｐａの減圧条件下で接合した以外は、実験例Ｂ１と同様にしてキャリア付きプリ
プレグを製造した。
【０１４５】
　４．８　＜実験例Ｂ８＞
　繊維布としては実験例Ｂ１と同じものを用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付きキャリアＤ（２枚）を、第一及び第二の絶縁樹脂
層付きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、１．０
０×１０5Ｐａの減圧条件下で、８０℃のラミネートロール２４を用いて接合した。
　ここで、繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側にそれぞれ接合するとともに、繊維布の幅方向寸
法の外側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層どうしを
接合した。
　次いで、上記接合したものを、１２０℃に設定した横搬送型の熱風乾燥装置内を２分間
通すことによって、圧力を作用させることなく加熱処理して、キャリア付きプリプレグを
製造した。
【０１４６】
　４．９　＜実験例Ｂ９＞
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　繊維布としては実験例Ｂ１と同じものを用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付きキャリアＢ－１（２枚）を、第一及び第二の絶縁
樹脂層付きキャリアとして用いた。
　図６に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保護フィ
ルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に、繊維
布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、常圧条件下で
、８０℃のラミネートロール（２４）を用いて接合し、キャリア付きプリプレグ３１を製
造した。
【０１４７】
　４．１０　＜実験例Ｂ１０＞
　繊維布としては実験例Ｂ１と同じものを用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付きキャリアＢ－１（２枚）を、第一及び第二の絶縁
樹脂層付きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせ、常圧条
件下で、８０℃のラミネートロール２４を用いて接合した。
　次いで、上記接合したものを、１２０℃に設定した横搬送型の熱風乾燥装置内を２分間
通すことによって、圧力を作用させることなく加熱処理して、キャリア付きプリプレグを
製造した。
【０１４８】
Ｂ－５．多層プリント配線板の製造
　内層回路基板として、絶縁層厚み０．６ｍｍ、回路厚み１２μｍ、回路幅及び回路間幅
：Ｌ／Ｓ＝５０μｍ／５０μｍの回路加工が施されたプリント配線板を用いた。
　実験例で得られたキャリア付きプリプレグの、片側のキャリアを剥離除去し、絶縁樹脂
層を露出させ、もう一方の側はキャリアを有した状態とした。
　上記内層回路基板の両面側に、キャリア付きプリプレグの絶縁樹脂層側をそれぞれ重ね
合わせ、名機製作所社製「ベクレルラミネータ　ＭＶＬＰ」を用いて、常圧から１．００
×１０5Ｐａ減圧した条件下で、８０℃、０．５ＭＰａで３０秒間、次いで、１２０℃、
１．５ＭＰａで６０秒間成形を行った。その後、２００℃の乾燥装置で１時間加熱処理し
て、評価用の多層プリント配線板を製造した。
【０１４９】
Ｂ－６．評価
　上記実験例で得られたキャリア付きプリプレグ及び多層プリント配線板について、特性
評価を行った。結果を表２に示す。
【０１５０】
（表２）
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【０１５１】
　評価方法は、以下の通りである。
（１）含浸性
　実験例で得られたキャリア付きプリプレグの断面を蛍光浸透液に浸漬した後、蛍光浸透
液の浸透の有無を顕微鏡で観察した。
　また、キャリア付きプリプレグをＰＣＴ処理（１２１℃／１００％／１２０分）した後
、２６０℃の半田槽に３０秒間浸漬し、膨れの発生の有無を確認した。
（２）厚み精度
　実験例で得られたキャリア付きプリプレグの断面を顕微鏡で観察し、幅方向において１
２０ｍｍピッチで３箇所について厚みを測定し、その平均値と標準偏差値を算出した。
（３）プリプレグの面方向の熱膨張係数
　実験例で得られたキャリア付きプリプレグの面方向の熱膨張係数を、ＴＭＡ装置（ＴＡ
インスツルメント社製）を用いて、昇温速度１０℃／分で測定した。
（４）吸湿半田耐熱性
　実験例で得られたキャリア付きプリプレグを用いて製造した多層プリント配線板から、
５０ｍｍ×５０ｍｍサイズの試験片を切り出し、ＰＣＴ処理（１２１℃／１００％／１２
０分）した後、２６０℃の半田槽に３０秒間浸漬させて、膨れの発生の有無を確認した。
膨れが発生しなかったものを「なし」、膨れが発生したものを「膨れ」とした。
【０１５２】
　実験例Ｂ１～Ｂ７は、含浸性、厚み精度に優れたものであった。特に、実験例Ｂ１～Ｂ
５は、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアとして、繊維布よりも幅方向寸法が大きい
キャリアを有するとともに、いずれか一方または両方が、繊維布よりも幅方向寸法が大き
い絶縁樹脂層を有するものを用い、また、常圧より９．８７×１０4Ｐａ以上減圧した条
件下で成形を行ったため、含浸性に特に優れたものとなった。
　そして、実験例Ｂ１～Ｂ７は、シアネート樹脂を含有する樹脂組成物を用いたので、プ
リプレグを低熱膨張化することができたとともに、良好な含浸性との相乗的効果により、
多層プリント配線板の耐熱性を向上させることができた。
　実験例Ｂ８は、シアネート樹脂を含有しない樹脂組成物を用いたものであり、キャリア
付きプリプレグの含浸性、厚み精度を優れたものとすることができた。
　実験例Ｂ９は、シアネート樹脂を含有する樹脂組成物を用いた絶縁樹脂層付きキャリア
と繊維布とを常圧下で接合したものであるが、含浸性において劣るものとなった。
　実験例Ｂ１０は、シアネート樹脂を含有する樹脂組成物を用いた絶縁樹脂層付きキャリ
アと繊維布とを常圧下で接合した後、これを加熱処理したものであるが、加熱処理中にフ
クレが発生したため、厚み精度の測定に至らず、キャリア付きプリプレグの製造ができな
かった。
【０１５３】
Ｃ－１．液状樹脂組成物の原料
　本実験例の液状樹脂組成物の原料には、Ｂ－１と同じものを用いた。
【０１５４】
Ｃ－２．　絶縁樹脂層形成用の液状樹脂組成物ｃ１の調製
　シアネート樹脂１を２５重量部、エポキシ樹脂を２５重量部、フェノキシ樹脂１を１０
重量部、硬化促進剤を０．４重量部、各々用い、これらを常温でメチルエチルケトンに溶
解した。次いで、無機充填材３を４０重量部、及び、無機充填材３の１００重量部に対し
て、カップリング剤を０．５重量部添加し、高速攪拌装置を用いて１０分間攪拌混合して
液状樹脂組成物を調製した。
【０１５５】
Ｃ－３．絶縁樹脂層付きキャリアの製造
　３．１　絶縁樹脂層付き銅箔１の製造
　キャリアとして厚み１２μｍ、幅４８０ｍｍの銅箔（日本電解社製・F2WS－12）を用い
た。図５（１）に示した形態の装置を用いて、上記キャリアに、上記で得られた液状樹脂
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組成物ｃ１をコンマコーター装置で塗工し、１５０℃の乾燥装置で３分間乾燥させ、絶縁
樹脂層の厚さ１４μｍ、幅４１０ｍｍの絶縁樹脂層を、幅方向においてキャリアの中心に
位置するように形成した。得られた絶縁樹脂層はフィルム状であった。
　この絶縁樹脂層側に、保護フィルム（ポリエチレン）をラミネートして、絶縁樹脂層付
き銅箔１を製造した。
【０１５６】
　３．２　絶縁樹脂層付き銅箔２の製造
　絶縁樹脂層の厚みを１１．５μmにした以外は、上記３．１と同様にして、絶縁樹脂層
付き銅箔２を製造した。
【０１５７】
　３．３　絶縁樹脂層付き銅箔３の製造
　絶縁樹脂層の厚みを９μmにした以外は、上記３．１と同様にして、絶縁樹脂層付き銅
箔３を製造した。
【０１５８】
　３．４　絶縁樹脂層付き銅箔４の製造
　絶縁樹脂層の厚みを７μmにした以外は、上記３．１と同様にして、絶縁樹脂層付き銅
箔４を製造した。
【０１５９】
Ｃ－４．薄型両面板の製造
　４．１　＜実験例Ｃ１＞
　繊維布としてガラス織布（ユニチカグラスファイバー社製・「Ｅ０２Ｚ－ＳＫ」、幅３
６０ｍｍ、坪量１７ｇ／ｍ２）を用いた。
　また、上記で得られた絶縁樹脂層付き銅箔１（２枚）を、第一及び第二の絶縁樹脂層付
きキャリアとして用いた。
　図５（２）に示した形態の装置を用いて、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの保
護フィルムをはがしながら、絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側に
、繊維布が幅方向においてキャリアの中心に位置するようにそれぞれ重ね合わせて積層体
とし、１．００×１０5Ｐａの減圧条件下で、８０℃のラミネートロール２４で前記積層
体を両面から押圧して接合させた。
　ここで、繊維布の幅方向寸法の内側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキ
ャリアの絶縁樹脂層側を繊維布の両面側にそれぞれ接合するとともに、繊維布の幅方向寸
法の外側領域においては、第一及び第二の絶縁樹脂層付きキャリアの絶縁樹脂層どうしを
接合した。
　次いで、上記接合したものを、横搬送型の熱風乾燥装置内に１３０℃及び１５０℃、１
８０℃でそれぞれ２分間通した。続いて、２００℃で３０分間通すことによって、圧力を
作用させることなく加熱硬化して、薄型両面板である両面銅張り板を製造した。
【０１６０】
　４．２　＜実験例Ｃ２＞
　絶縁樹脂層付き銅箔１の代わりに、絶縁樹脂層付き銅箔２を用いた以外は、実施例Ｃ１
と同様にして、両面銅張り板を製造した。
【０１６１】
　４．３　＜実験例Ｃ３＞
　絶縁樹脂層付き銅箔１の代わりに、絶縁樹脂層付き銅箔３を用いた以外は、実施例Ｃ１
と同様にして、両面銅張り板を製造した。
【０１６２】
　４．４　＜実験例Ｃ４＞
　絶縁樹脂層付き銅箔１の代わりに、絶縁樹脂層付き銅箔４を用いた以外は、実施例Ｃ１
と同様にして、両面銅張り板を製造した。
【０１６３】
５．評価
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　上記実施例で得られた両面銅張り板について、厚み評価を行った。ここで板厚とは、繊
維布の骨格材を含む絶縁樹脂層の厚みと銅箔の厚みとを合わせたものである。結果を表１
に示す。
【０１６４】
　（表３）

【０１６５】
　実験例Ｃ１～Ｃ４で得られた両面銅張り板は、本発明の薄型両面板であり、繊維布を含
む絶縁樹脂層の厚み精度に優れたものであった。また、常圧より９．８７×１０4Ｐａ以
上減圧した条件下で成形を行ったため、含浸性に特に優れたものとなった。そして、加熱
硬化することにより十分に薄い薄型両面板を得ることができた。

【図１】 【図２】
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